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Surface mounting technology.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY -

Part 1: Standard method for the specification
of surface mounting components (SMDs)

FOREWORD

htional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic

mental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation.' IEC collaborat

ment between the two organizations.

hsus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representatiof
tted IEC National Committees.

erpretation by any end user.

en any |IEC Publication and the corresponding\national or regional publication shall be clearly in

elf does not provide any attestation of-conformity. Independent certification bodies provide ¢
Ement services and, in some areas, @g¢cess to IEC marks of conformity. IEC is not responsib
s carried out by independent certification bodies.

brs should ensure that they have the latest edition of this publication.

bility shall attach to IEC or its’directors, employees, servants or agents including individual ex
ers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property d
damage of any naturetwhatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal
ses arising out of.the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any

on is drawn_to:the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publi
Ensable forth'e"correct application of this publication.

on is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the

pmprising
promote
fields. To

hd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical” Spedifications,
Technjical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter_referred to
Publigation(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee
in thd subject dealt with may participate in this preparatory work. International, “governmental

as "IEC
nterested
and non-
bs closely

he International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions detefmined by

Ernational
from all

National
nt of IEC
r for any

blications
vergence
dicated in

onformity

e for any

perts and
amage or
fees) and
bther IEC

cations is

subject of

ohdl Standard IEC 61760-1 has been prepared by IEC technical commi

tee 91:

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2006. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) inclusion of additional mounting methods: conductive glue bonding, sinteri
solderless interconnection.

ng and
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The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/1648/FDIS 91/1653/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 61760 series, published under the general title Surface mounting
technology, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unch@anged puntil the
stability|date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch” in the.data rglated to
the spe¢ific document. At this date, the document will be
e reconfirmed,

e withdrawn,

o replaced by a revised edition, or

e amepded.

IMPORTANT - The 'colour inside' logo on the,cover page of this publication indicates
that if contains colours which are considered to be useful for the dgorrect
understanding of its contents. Users should therefore print this document using a
coloun printer.
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INTRODUCTION

Specifications for electronic components have in the past been formulated for each
component family. The regulations for environmental tests have been selected from
IEC 60068 and other IEC and ISO publications. The intention for this procedure was that all
components, once installed in a piece of equipment, had to satisfy certain criteria.

The introduction and increasing use of different mounting processes on one assembly make it
necessary to extend the existing requirements to include those arising from processing during
assembly.

Nevertheless here existed no harmonized standard that prescribes o_content of a
component specification before the publication of IEC 61760-1. It is the purpose| of this
document to define the general requirements for component specifications derived from the
assembly processes. This is done in three steps.

In the first step, general requirements for component specifications and~eomponen{ design
related {o the handling and placement of the component on the substrate\are given (Clause 4).
In the second step, the requirements related to assembly processescare given (Clauge 5). In
the third step, additional requirements resulting from specific mounting methods afe given
(Clauseg 6 to 9).

Mixed technology boards, i.e. boards containing through-hiole components and SMDs require
additional consideration with respect to the through-holé.components. These may be| subject
to the dame requirements as the SMDs. Persons responsible for drafting specifications for
"non-sufface mounting components" wishing toc.nclude a statement on their apility to
withstand surface mounting conditions should use the classifications and tests set oyt in the
present|document.



https://iecnorm.com/api/?name=86a190a9748a3e3369f6ed57ccc97b1c

-8 - IEC 61760-1:2020 © |IEC 2020

SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY -

Part 1: Standard method for the specification
of surface mounting components (SMDs)

1 Scope

This part of IEC 61760 defines requirements for component specifications of electronic

compon
specifie

The obj

the sanfe placement, mounting and subsequent processes (e.g. cleanifig;y inspection

assemb
compon
compon
surface

ents that are intended for usage in surface mounting technology. To this

bctive of this document is to ensure that a wide variety of SMDs_éan be subj
y. This document defines tests and requirements that need to be part of a

nt users and manufacturers with a reference set of typical-process conditions
mounting technology.

end, it

5 a reference set of process conditions and related test conditions to befcofysidered
when cqgmpiling component specifications.

bcted to
during
hy SMD

Ent's general, sectional or detail specification. In addition, ‘this document provides

used in

Some of the requirements for component specifications¢in‘this document are also applicable

to comgonents with leads intended for mounting on a.circuit board. Cases for whic
appropr|ate are indicated in the relevant subclauses.

2 Norfmative references

The foll
content

cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (i
any amendments) applies.

IEC 60068 (all parts), Envirbnmental testing
IEC 60068-2-2, Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test B: Dry heat

IEC 60068-2-21;~\Environmental testing — Part 2-21: Tests — Test U: Robust

termina

IEC 60068-2-45:1980, Basic environmental testing procedures — Part 2-45: Tests —

pwing documents are referred to\in the text in such a way that some or all
constitutes requirements of,this document. For dated references, only the]

ions andintegral mounting devices

h this is

of their
edition
hcluding

hess of

Test XA

and guidance: Immersion in cleaning solvents
IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993

IEC 60068-2-58, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td: Test methods for
solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface
mounting devices (SMDs)

IEC 60191-6, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 6: General rules for
the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages

IEC 60194-2, Printed boards design, manufacture and assembly — Vocabulary — Part 2:
Common usage in electronic technologies as well as printed board and electronic assembly
technologies
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IEC 60286-3, Packaging of components for automatic handling — Part 3: Packaging of surface
mount components on continuous tapes

IEC 60286-4, Packaging of components for automatic handling — Part 4: Stick magazines for
electronic components encapsulated in packages of different forms

IEC 60286-5, Packaging of components for automatic handling — Part 5: Matrix trays

IEC 60286-6, Packaging of components for automatic handling — Part 6: Bulk case packaging
for surface mounting components

|EC 607/19 202008’ SaminnnAdiintny n’n”iCCS A hanicnal apd nlimat,ic tost mathaoda Part 20

Resistapce of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and. spldering
heat

IEC 611[88-6-4, Printed boards and printed board assemblies — Design and use — Rart 6-4:
Land pattern design — Generic requirements for dimensional drawings(of surface mounted
componlents (SMD) from the viewpoint of land pattern design

IEC 61340-5-1, Electrostatics — Part 5-1: Protection of electromic-devices from elecfrostatic
phenomena — General requirements

IEC 61340-5-3, Electrostatics — Part 5-3: Protection ofelectronic devices from elecfrostatic
phenomena - Properties and requirements classification for packaging intenfled for
electrosttatic discharge sensitive devices

IEC 617/60-2, Surface mounting technology — Ralt'2: Transportation and storage condjtions of
surface [mounting devices (SMD) — Application guide

IEC 617/60-4, Surface mounting technology — Part 4: Classification, packaging, labelling and
handling of moisture sensitive devices

IEC 62090, Product package (labels for electronic components using bar code ahd two-
dimensipnal symbologies

IPC/JEDEC J-STD-020; Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Nonhermetic Solid State
Devices

IPC/JEDEC J-STD-033, Handling, Packaging, Shipping, and Use of Moisture/Reflow Sensitive
Surface|MountDevices

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions of IEC 60194-2 and the following
apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following
addresses:

e |EC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

3.1

adhesive
substance such as glue or cement used to bond objects together


http://www.iec.ch/cgi-bin/procgi.pl/www/iecwww.p?wwwlang=E&wwwprog=pro-det.p&He=IEC&Pu=61340&Pa=5&Se=1&Am=&Fr=&TR=&Ed=2
http://www.iso.org/obp
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Note 1 to entry: In surface mounting technology different gluing systems are used:
— nonconductive adhesive (only for mechanical connection);

— electrically conductive adhesive (for electrical and mechanical connection);

thermally conductive adhesive (for thermal and mechanical connection);

— combination of electrically and thermally conductive adhesive.

Most used adhesives are thermal curing systems, but there are also UV-curing systems in use.

3.2

centring force

force required by the pick-up tooling to centre a surface mounting device in its proper location
on a substrate

3.3
coplanarity
distancg in height between the lowest and highest leads when the component is”in its| seating
plane

3.4
dewetting
condition that results when molten solder coats a surface /and then recedes tp leave
irregulafrly shaped mounds of solder that are separated by areas*that are covered with a thin
film of splder and with the basis metal not exposed

3.5
dissolution of metallization
process|of dissolving metal or a plated metal alloy,“usually by introduction of chemical

o

Note 1 to|entry: For the purposes of this document, the-dissolution of metallization also includes dissplution by
exposure [to molten solder.

3.6
immersjion attitude
positionjng of an object when immersed in a solder bath

3.7
lead-frge component
compongnt where lead-content in the materials is equal to or less than 0,1 % by weight per
material used

3.8
Montreal protocol

agreement by industrialized nations, at a meeting held in Montreal, Canada, to eliminate
chloroflyorecarbons from all processes by 1995 el

3.9

pick-up force

dynamic force exerted on the body of a component — generally from above — and its seating
plane during the pick-up of the component (e.g. from a tape or tray)

Note 1 to entry: The maximum level is normally taken into account.

3.10
placement force
dynamic force exerted on the component body (generally from above) and its seating plane

Note 1 to entry: This occurs during the period between the component’s first contact with the substrate (or the
soldering paste or adhesive etc.) and its coming to rest. The maximum level is normally taken into account.
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3.1
resistance to soldering heat
ability of a component to withstand the effects of the heat generated by the soldering process

3.12
seating plane
surface on which a component rests

3.13
solderability
ability of a metal to be wetted by molten solder

3.14 .ln

solder meniscus
contour [of a solder shape that is the result of the surface tension forces that take placg during
wetting

3.15
stand-off
distance between seating plane of the component and the seating plane of the terminations

3.16
substrate
basic mpterial that forms the support structure of an electronic circuit

3.17
SMD
surfacel mounting component
surfacel mounting device

electronic component designed for mounting on to terminal pads or conducting tracks on the
surface [of substrate

3.18

wetting
physical phenomenon in which, surface tension of a liquid, usually when in contact with solids,
is reduded to the point where the liquid diffuses and makes intimate contact with the entire
substrate surface in the-form of a thin layer

4 Requirements for component desigh and component specifications

4.1 General requirement

4 H H i £ QA la Ll + alalifs ry 4l H 4 Letad V.| D
A COmpJIICIIL SPTUITILAlIVUIT TUT OIVID S olldll, T aUUItivulT tU 1T TCTUYUITTITITTINS TTotTU 11T 5.4 tO 49,

contain specifications of the relevant tests and requirements from Clauses 5 to 9.

4.2 Component marking
4.21 Marking of multipin components

Pin 1 (see Figure 1) shall be clearly marked on a multipin component (e.g. SO-IC, QFP).

4.2.2 Marking of components with polarity

For components with polarity, the polarity of the component shall be clearly marked on the
component (e.g. for electrolytic capacitors).
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4.2.3 Durability of component marking

Specifications shall require that the specified component marking shall remain legible after
the test specified in 5.4 has been performed. This test shall be performed after completion of
the relevant test for resistance to soldering heat or for solderability, as specified in the
component specification.

"

? O

IEC

Key
D direction of unreeling
T tray
1 pin 1 ¢f the component

Figure 1 — Example of a component with marked specific orientation put in tape (top)
and tray (bottom)

4.3 Clomponent outline;and design
4.31 Drawing and specification

Drawings, includihg bottom-view, top-view and side-view drawings, of the component showing
all dimegnsions—and tolerances of its body and terminals shall be part of the component
specificgtion..,The drawings shall include reference to the positioning of the compongnt body
and terminals on the mounting land pattern. If conductive surfaces are not planar, thejr three-
dimensional geometry shall be clearly specified with the relevant tolerances. An example is
the presence of grooves on thermal pads of QFP.

In any 2D drawing or 3D data, conductive parts and/or surfaces and insulating parts/surfaces
shall be clearly distinguished, at least for the bottom and the sides of components, as well as
for movable parts. This requirement applies both to the disassembled and the assembled
condition for parts requiring a final assembly step after mounting on a substrate (e.g. if a
connector contains spring-loaded retainers whose position and/or angle changes upon
mating). The locations and dimensions of conductive parts/surfaces shall be specified, even if
they are not intended for establishing a contact with the mounting surface, for example
punched or sawn surfaces consisting of unplated leadframe resulting from component
singulation for moulded semiconductor packages.

The generic requirements for dimensional drawings of SMDs from the viewpoint of land-
pattern design as specified in IEC 61188-6-4 shall be adopted for surface mounting devices.
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Where necessary (e.g. in the case of large components with an overall length of more than
25 mm), the detail specification shall contain data on thermal expansion, at least along the X
and Y axes. In the case of mechanical fixation of large components (e.g. by screwing),
mismatch of the coefficients of thermal expansion between component and mounting
substrate can result in warping of the component and the mounting substrate.

For components singulated by punching or sawing, for which parts of the terminals may not
wet during a soldering operation owing to the absence of a surface finish preserving a
solderable surface on the leadframe, such surfaces shall be indicated in the drawing.

For bottom-termination components (BTCs) as QFNs (quad-flat no lead packages), DFNs
(dual-flat no lead packages), etc., for which a wettable-flank pin modification has been applied
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IEC 464/06

Key
compg@nent
compg@nent pocket

pick-up nozzle (pipette)

dimengion of the component (length or width)

C

P

N

Y opening of the pipette
L

X dimenkion of the pick-up area of the component
4q

length| dimension of compartment of packaging
B, width dimension of compartment of packaging
Z, gap between component and packaging - left-sided
Z, gap between component and packaging — right-sided
Example for a component with a flat surface.

Figure 2 — Vacuum pipette,(pick-up area and component compartment

If it is [not possible to providela’ pick-up area of sufficient size to enable gripping the
compongent by suction, the .cemponent design shall enable gripping the compopent by
mechanjcal chucks or grippers. The component specification shall provide guidgnce on
appropr|ate chuck or gripper designs.

4.3.4 Bottom surface requirements

In casep where._the component is to be bonded to the substrate with adhesive, ifs lower
surface [(except for the terminals) shall be capable of retaining the applied adhesive.

The stahd=offbetween—thetowersturfaceofbonded components and-the ccatillg p=a e shall
be specified. The detail specification shall state the maximum stand-off. For components that
are fixed by an additional fixing adhesive or if a cleaning process is used, the minimum stand-
off should be included in the component specification, because, owing to the use of the
additional fixing adhesive, all pins have to be inside the material for the electrical connection
(solder paste or conductive adhesive).
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4.3.5 Requirements for terminals
4.3.5.1 Coplanarity

Detail specifications of multipin components intended for reflow soldering or conductive gluing
shall state the coplanarity of the lower surfaces of all terminals in accordance with
IEC 60191-6 (see Figure 3). The typical value of coplanarity needed for reflow soldering is
0,1 mm to 0,15 mm, but this depends on the size of the component and the thickness of
printed solder. In any case, the coplanarity shall not exceed the recommended stencil
thickness for solder paste printing, given in the recommended land pattern (see 4.4.2). The
components' terminals shall be sufficiently coplanar to ensure that contact is made with the
solder on the solder surfaces after solder printing or with the conductive adhesive. Detail
specifications of two-pin components for mounting with conductive adhesive shall state the
coplanafity of both terminals in relation to the bottom surface of the component.

e

IEC

Figure 3 — Coplanarity of terminals

4.3.5.2 Arrangement of terminals

The terminals shall be arranged in such a way that stable seating in the solder pastel or glue
is ensured and tilting is avoided (see Figure 4, Figure:s and Figure 6).

N IEC

Key

S solderpastedepot

Figure 4 — Stable seating of component
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IEC

Key

S solder paste depot

Figure 5 —Unstable seatingofcomponent —

maching. The terminals should be arranged peripherally or otherwise * symmetrically.

The land pattern of the component and its contacts should be analysed by the pl}cement
AsymmErical arrangements of terminals can cause problems, because. the idenfification

algorithms are not always capable of identifying asymmetrical structufes. For small-sized
components, symmetrical terminals are needed to prevent tombstoning.

IEC
Figure 6 — Terminals arranged’peripherally in two rows

4.3.5.3 Optical recognition

The optical contrast between the terminal's bottom surface and the component's| bottom
surface [shall be high enough to enable optical recognition of the position of the terminals,
seen frgm the bottom side. Preferably, the terminal's bottom surface should be reflectjve (see
Figure 7).

IEC
Figure 7 — Good contrast between component body and surroundings

4.3.5.4 Shape of the terminals
The shape of the contact shall comply with that defined in the component specification.

Flattened wires that should be round are an example of a shape not complying with the
specification.

4.3.5.5 Hardness of the terminals

The terminal shall be hard enough to ensure that its shape remains unchanged upon
exposure of the body to the placement force during placement.
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4.3.5.6 Double-sided reflow capability

When specified for double-sided reflow soldering, the surface forces of the molten solder
affecting the wettable area of the component’s terminals shall be at least twice as high as the
gravitational force resulting from the weight of the component. This is to ensure that the
component remains adhered to the substrate during the second run of reflow soldering.

4.3.5.7 Material content

The specification shall contain information about the base material, as well as the layer
structure and the thickness of the surface finish of the leadframe.

4.3.6 CUIIIIJUIIUIIt height

The component height is limited by the length of the pipette and the space traversed between
the picktup and the placement. A proper clearance is required by the length of.the pipgette and
the component height for the traverse from the pick-up to the placement.

The component's height and the component’s packaging shall be matched to each pther to
enable the pipette to safely pick up the component. If standardized packaging complyiing with
the IEC|[60286 series of standards is used, the component height shall relate to the packaging
dimensipns specified therein.

4.3.7 Component weight

The net force (Fg), resulting from the weight and the "acceleration forces of the component,
shall not exceed one third of the gripping force (F¢).of the pipette (see Figure 8).

F

S

§v¢§

9 IEC

Key

Fg net fqrce

F, gripping force

Figure 8 — Component weight and pipette suction strength

44 G

4.41 Robustness of components
4411 General

Components have to withstand various mechanical, thermal and chemical stresses during the
assembly and post-assembly processes without being damaged or degraded. General
requirements are provided in 4.4.1.2 to 4.4.1.4.

Clauses 5 to 9 provide information and requirements related to assembly, soldering,
conductive glue bonding, sintering and solderless interconnection technologies.

If components feature specific sensitivities or limitations, those shall be described in the
component specification in form of special precautions and warnings.
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4.4.1.2 Mechanical stresses

Components need to withstand the stresses induced by placement machinery and bending of
the substrate during placement, mounting and post-assembly processes. In order to ensure
this, component specifications shall comply with the test methods and requirements of
IEC 60068-2-21. The component specification shall contain information about applicable test
methods and performance requirements.

4.4.1.3 Thermal stresses

Components need to withstand the stresses by thermally induced interconnection processes,
such as soldering (Clause 6) or sintering (Clause 8), and other thermal processes, such as
drying, ||ring and similar pnq’r-aqcpmhly processes (‘3 5 and Clause 7)

In order{to ensure this, component specifications shall comply with the following(test methods
and reqlirements:

e components intended for soldering: IEC 60068-2-58;
e othefr thermal processes: IEC 60068-2-2 and IPC/JEDEC J-STD 020.

The component specification shall contain information about applicable test methods and
performpance requirements, to ensure that the component is not'damaged by thermal sfresses.

4.4.1.4 Chemical stresses

Compornents need to withstand the stresses by chemical processes, such as cleaning (see
5.4). Besides thermal and mechanical load (e.g. ulirasonic agitation), the component's body
shall withstand the additives used in cleaning liquids, such as water, alcohols or glycol ether.
Applicable test methods are contained in IEC 60068-2-45.

The component's specification shall contaifn’information about applicable test methods, media
and performance requirements.

4.4.2 Recommendation for land pattern design

A land-pattern recommendation shall be part of the component specification. It shall|contain
the positions and dimensions of conductors, and a recommendation on stencil thickness and
stencil gpertures for parts-intended for soldering. The land-pattern recommendation should be
based on IEC 61188+5-%.

4.5 (lleanlinéss of components

4.5.1 General remarks

The cleanliness of components addresses various aspects:

— Particle contamination — general aspects: mechanical effects such as the blocking of
mechanical parts (e.g. connectors), increased or reduced friction, increased or reduced
forces, leakage of housings can arise from the presence of particles and can negatively
impact assembly yield and/or assembly reliability.

— Particle contamination — metallic particles: in addition to the general concerns, metallic
particles, both stationary and migrating, can result in shorting or a reduction of creepage
and clearance distances.

— lonic contamination: ionic species present on surfaces of components can negatively
impact the performance of assemblies under conditions of high humidity by failures related
to electrochemical migration phenomena.

— Other (non-ionic) surface contamination: surface contaminants such as oil, grease,
perspiration can negatively impact assembly yield (e.g. owing to poor termination
wettability) and/or assembly reliability.
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4.5.2 Particle contaminations

IEC TR 61191-7 gathers information on the quantitative analysis of particle contamination and
also reports typical particle loads of different component classes and assemblies.
Recommendations for limiting particle contamination are also provided.

The relevant component specification should provide information on component-
manufacturing process steps prone to particle formation, such as trim and form, singulation, if
no measures to eliminate particle contamination are implemented in component
manufacturing. This information enables the user of components to identify potential risks
related to the presence of particles on components delivered.

4.5.3 [lonic contamination

lonic contamination on bare printed-circuit boards, components and assemblies |can be
quantified using process ionic contamination testing (PICT), described in IEC 61189-5{504.

The rel¢vant component specification should provide information on reglevant procegs steps
prone tp causing ionic residues, such as fluxing and application of\solder paste, [and on
materials that could lead to ionic contamination during assembly manufacturing (e.gl during
reflow) or field use. This information enables the user to identify poténtial risks related|to ionic
contamihations on the components delivered.

The relipbility of assemblies against electrochemical migration failures can be assesged only
at assembly level, by subjecting assemblies to testing under humidity, applied voltage|and (as
an accelerating factor) elevated temperature. The usé. of fixed threshold values, expregsed for
example as the resistivity of solvent extract insuhits of sodium-chloride equivglent on
compongnts, bare boards and at assembly level, is not expedient.

4.5.4 Other surface contamination

No starLdardized test methods for the analysis and quantification of non-ionic |surface
contamipations exist.

The relevant component specification should provide information on relevant component-
manufagturing process steps prone to causing non-ionic residues. This information [enables
the usef to identify potential risks related to non-ionic contaminations on the components
delivered.

4.6 Surface roughness

When requiréd; for example for components intended for mounting by conductive glue
bonding| aor sintering, surface roughness has to be tested in accordance with the component
specification. The equipment and methods to be used shall be agreed between the supplier
and the customer, for example in accordance with ISO 25178. In Table 1, typical requirements
for surface roughness are given for information.
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Table 1 — Typical roughness requirements

Type of termination Surface roughness
Printed R,<5,0um
Plated metal R,>0,1pm
R,<5,0 um
Un-plated metal R,>0,1pm
R,<5,0um
NOTE R, denotes the arithmetical mean roughness, R, is the five-point mean
roughness.

4.7 Requirements related to packaging and transportation
4.71 Packaging

Information about the packaging form, including packaging ,dimensions and data on
clearang¢es within the packaging, shall be included in the component'specification.

Component specifications shall require that, packaging for\SMD applications in tapes, on
reels, im stick magazines, on tray, bulk case, or in bulk shall comply with the felevant
specification of the IEC 60286 series (IEC 60286-3, IEC)60286-4, IEC 60286-5, IEC 6(0286-6).

Compornents that need to be entered into an ESD-protected production environment shall be
packaged accordingly, in line with IEC 61340-5+4%nd IEC 61340-5-3.

Moistur¢-sensitive components need - special packaging, in line with IEC §1760-4,
IEC 607/49-20 or IPC/JEDEC J-STD-033:

Components with specific orientation or polarity shall be placed in the packaging with a fixed
orientatfon (see for example Figure 1).

4.7.2 Labelling of product packaging

Labelling of the product-packaging shall comply with IEC 62090.

In accondance with*|IEC 62090, the product packaging shall include the following:

a) item|identification (e.g. customer part number or manufacturer part number or bothj);

b) traceahility identification (e.g. batch number or serial number);

c) quantity.

In addition to the requirements of IEC 62090, product packaging for moisture-sensitive
components shall include the following:

d) moisture sensitivity level (MSL) in accordance with IEC 61760-4, 60749-20, IPC/JEDEC J-
STD-020 or IPC/JEDEC J-STD-033.

In addition to the requirements of IEC 62090, product packaging should include the following:

e) date code (ISO 8601 and IEC 60062);
f) identification code for the manufacturer;

g) description of the polarity of the component, if applicable.
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4.7.3

Storage and transportation

Component specifications shall refer to IEC 61760-2 for storage and transportation conditions.

The component specification shall contain information concerning the maximum period for
storage. Within this period, the component shall comply with its specification.

4.8 Component reliability assurance

Requirements and related test methods that define the long-term performance of a component
shall be part of the component specification. Test methods shall be applied that use
components mounted on a substrate. Test methods shall be preferably selected from the
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Material declaration

For details, see A.1.

4.9.3

Environmental regulatory compliance

For details, see A.2

4.9.4

Considerations on the materials’ supply chain

For details, see A.3
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5 Assembly processes

5.1 General

In general, components are put on a substrate by placement or insertion (see 5.2), electrically
connected and mechanically fixed by mounting processes (see 5.3), have to withstand
cleaning (see 5.4), post assembly (see 5.5) and the repair processes (see 5.6).

5.2 Placement or insertion

Placement of components onto a substrate or insertion of components with leads into a
through-hole PCB.

In most|cases, this is done by:

a) autdmatic pick-and-place machines;

b) manjual operation.
5.3 Mounting

Several|methods can be used to mount components on to the substrate. The following list is
not exhaustive:
1) Soldering (see Clause 6)
a) Reflow soldering;
b) Wave soldering;
c) $pecial soldering methods.
2) Confuctive gluing (see Clause 7)
3) Sintgring (see Clause 8)
4) Solderless interconnection (see Clause 9)

5.4 Clleaning (where applicablée)
5.4.1 Cleaning methods

The follpwing cleaning methods may be used in cases where assemblies have to be [cleaned
after soldering/gluing:

— fluid|(boiling of/with ultrasonic oscillation);
— liquid (bath™ptds vapour);

- spraficleaning;

— plashaeleaning-

Cleaning materials prohibited by the Montreal Protocol shall be avoided.

Resonance due to ultrasonic waves may expose the components to excessively high stress
levels.

5.4.2 Typical cleaning conditions for assemblies
a) Fluid

The substrate is immersed in a cleaning fluid. For details, see Table 2.
b) Ultrasonic cleaning

The substrate is immersed in a cleaning fluid and also subjected to ultrasonic oscillation.
For details, see Table 2. Refer to the relevant detail specifications for information on
whether a component is capable of withstanding ultrasonic cleaning procedures.
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c) Vapour

A cleaning vapour condenses on the substrate. For details, see Table 2.

d) Spray

A cleaning fluid is sprayed on to the substrate. For details, see Table 2.

Table 2 — Basic cleaning processes

Process Typical conditions Cleaning media a)

Washing 40 °C to 80 °C, 4 min
25 °C to 40 °C, 2 min

With ultrasonic

Water, isopropyl alcohol

iAni oscittation 10 W/l to 30 Wil (p:’Cpa:". 2 !), Ethy|
Liquid 25 kHz to 40 kHz alcohol, terpenés,|Glycol
Vapour 80 °C, 30 s ether
Spray 45 °C, 16 bar
60 °C to 100 °C, 3 min
Plasma 0,2 mbar to 1 mbar Oxygen
a) The fleaning materials prohibited by the Montreal Protocol shall be avoided.
e) Plasma cleaning
The |substrate with mounted components is cleaned ¢y a plasma (for example|oxygen
plasma) in a vacuum chamber.
Cleaning liquids may include various additives. IEC\60068-2-45:1980/AMD1:1993 sfipulates

that isopropyl alcohol shall be used whenever possible.
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i) physical siress due to shrinkage,

i) chemical interactions;

iii) encapsulation of residues (e.g. flux) by encapsulation material.

5.6 Removal and/or replacement of SMDs

5.6.1

Removal and/or replacement of soldered SMDs

This subclause defines procedures for removal and replacement of soldered SMDs.

The normal sequence is as follows:

a) removal of conformal coating (if necessary);

b) cleaning (if necessary);

c) fluxing (and possibly application of solder);
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d) shielding of neighbouring components, if necessary;

e) pre-heating entire board when necessary, heating of the soldered joints with either a
circumferential thermode, a hot-air jet or other suitable heat sources;

f) removal of the component;

g) cleaning (if necessary);

h) addition of solder paste (if necessary);

i) placing of the new component;

j) fluxing;

k) soldering;

[) clea

Minimiz

g (ifnecessary).

e mechanical force to avoid substrate damage during removing of glued/s

compongents.
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has not
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Removal and/or replacement of glued SMDs

clause defines procedures for removal and replacement of glued SMDs.
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glas
b) rem
c) cool
d) clea
e) disp
f) plac
g) curif
h) clea

Removs
has not

s-transition temperature of the adhesive;
val of the component;

ng of the substrate;

ning of the mounting area on the substrate;
ensing of adhesive;

ng of the new component;

g of the adhesive;

hing (if necessary),

d components ‘'should not be reused without first ensuring that the removal
impaired.the reliability of the substrate and the component.

Process

6 Solldering

6.1 General

6.1.1

Mounting by soldering

The steps in a production process depend on the mounting method used. Figure 9 shows a

typical f

lowchart.
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SMDs and printed
boards

.
|

Y

Printed boards with solid
solder deposits (SSDs) and
coated with flux adhesive
Y A
Solderpaste Adhesivy
A \ Y
Drying between Placing of Placing of Placing o
solglering cycles components components componenis
A A
Predrying Curing of
of paste, if needed adhesive|
Y Y
Reflow Wave
soldering soldering

)

Y

Post-soldering processes
(such as cleaning, coating,
etc., where applicable)

/

Testing

IEC

Figure 9 — Process steps for soldering

6.1.2 Securing the component on the substrate prior to soldering

Components may be secured to the substrate prior to soldering by using either an adhesive or
by the applied solder paste.

Heat treatment is used to cure the adhesive, for example, 120 °C for 30 min in a batch
process, or 150 °C for 120 s in a continuous process.

6.1.3 Reflow soldering
a) Forced-air convection reflow soldering

This is the dominating reflow soldering method in which most of the energy for heating the
assembly is derived from gas (air or inert gas, or a mixture of both). A small proportion of
the energy can be derived from direct infrared radiation. There is no contact with the
assemblies during heating.
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following parameters influence the temperature of the component, lea

ding to

temperature differences between different components on a substrate and between parts

of th
-t

e components (e.g. between terminal and top surface of the component):
ime and thermal power input;

— component mass;

— component size;

— substrate size;

— package density and shadowing;

— wavelength spectrum of radiation source;

p
— g

bsorption coefficient of surfaces:

-

War
undd
sold

A ge
profi
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line
of a
heat
factq
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b) Vap
This
proci
syst
assd
Typi
reflo
ont

ptio of radiation to convection energy.

ning: there is a tendency for small components to warm up more than ¢he’ lar
br the same process conditions and this can lead to exceeding the-resist
bring heat conditions.

neric temperature to time profile for the full process is shown.in Figure 10. A
le represents the terminal temperature of a mid-sized €omponent. The
inal temperature on an assembled substrate shall be above the lower procsg
fo ensure good solder joints. The maximum temperature;«dmeasured on the top
component, shall not exceed the upper process limit.to avoid component darn
exceeding the component resistance to soldering, heat specification. Depen
rs as indicated in the paragraph above, the maXimum temperature measure
urface of each component is different.

bur phase reflow

involves soldering in saturated vapour.and is also called condensation solderi
em with a single vapour zone. Both systems can also require preheatind
mblies to prevent thermal shock and other undesirable side-effects.

cal temperature/time profiles for' the full process are similar to temperature prg

ne resulting profile, espécially the type of preheating and whether controlled

heating power is used or not-

c) Forg
In a
appl

d) Hotd
Use

e) Lase

ed air convection _reflow soldering with vacuum application

variant of the~conventional forced air convection reflow soldering, the va
ed during thé\liquidus phase.

late reflow/soldering
i mainly.for repair.

r seldering

je ones
ance to

typical
coldest
bss limit
surface
nage by
ding on
d at the

ng. This

ess can be used either as a batch system (with two vapour zones) or as a continuous

of the

files for

w forced air convection reflow soldering. The specific equipment used has ipfluence

vapour

cuum is

Con
f) Hot-

entis 1M devetopment phase.

bar soldering

This is a soldering method using temperature-controlled tools (thermodes) for making
soldered joints.

6.1.4

Wave soldering

In wave soldering, a layer of flux is first applied and dried. Then, the printed boards are drawn
in one direction across the crests of two continuously replenished waves of molten solder.

This me

Figure 1

thod can be performed in an inert atmosphere.

1 shows a generic temperature/time profile for the full process.
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6.1.5
a) Sold

Other soldering methods

ering iron.

This process is difficult to control. If used, care should be taken to ensure that reliability is
not adversely affected.

b) Robotic soldering.

In this automated process, solder is supplied to solder joints using pre-fluxed solder wire.

c) Selective soldering.

In selective soldering, solder is supplied to through-hole mounted components using either
solder waves or solder crucibles. Typical solder temperatures for such processes are
between 280 °C and 310 °C. Further methods to supply heat to solder joints involve laser

or x¢non light sources.

6.2 Process conditions

6.2.1
The fol

packaging of components intended for mounting by soldering.

1) IEC
and

2) IEC
3) IPC
4) J-s1
5) IPC
wav
6.2.2

A reflow

General

owing documents contain information on tests, test severities,” classificat

60068-2-58: soldering tests: solderability of terminations}/resistance to solder
dewetting and resistance to dissolution of metallisation.

61760-4: classification and packaging of moisture-§ensitive components.
JEDEC J-STD-020: moisture-sensitivity classification.

D-075: temperature-sensitivity classification:

7)530: guidelines for temperature profiling, for mass soldering processes (ref

Reflow soldering

temperature profile is characterized by the parameters in Figure 10.

on and

ng heat

ow and
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c the tenperature gradient of decreasing slope shall not exceed 6 K/s.

Figure 10 — Generic reflow temperature/time profile

The relevant component specification shall contain as a minimum the following requirements:

1) maximum heating gradient between liquidus and peak temperature (e.g. 3 K/s);
2) maximum absolute cooling gradient (e.g. 6 K/s);
3) maximum peak temperature 7, (e.g. 260 °C);

4) maximum time to peak 7, (e.g. 8 min);
5) time within peak area 5, i.e. time above peak temperature - 5 K (e.g. 30 s).

NOTE 1 The unit Kelvin (K) is used in the case of an interval or difference of temperatures.

NOTE 2 Gradients can be determined over various time intervals. To smooth out effects of scattering of measured
data, a typical time interval of 10 s is used in gradient determination.
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6.2.3 Wave soldering

A generic wave-soldering profile is characterized by three stages: pre-heating, contact with
liquid solder and cooling. The relevant component specification shall contain as a minimum
the following requirements:

1) maximum time of contact with liquid solder (e.g. 10 s);

2) maximum solder-bath temperature (e.g. 260 °C);

3) maximum temperature difference between preheating temperature and solder temperature
(e.g. 150 K);

4) maximum absolute cooling gradient (e.g. 6 K/s).

A

Temperature

4
&
y

EC

Figure 11 — Generic wave soldering temperature/time profile

6.3 Ijequirements for components and component specifications

6.3.1 1
Component specifications shall contain information on test methods and requirements for
tests related to the suitability of the component for soldering and post-assembly processes
(see 6.3.3 to 6.3.8).

In component specifications, the compatibility of the terminations with the solder used shall be
defined. This is as important to lead-free terminations in connection with lead-free solders as
it is in connection with lead-containing solders.

For components intended for mounting by soldering, restrictions concerning the choice of
soldering processes and their parameters can be required. It should be noted that
components intended for mounting by reflow soldering can experience typically up to three
consecutive reflow soldering processes. When the allowed parametric and mechanical
changes in the resistance to soldering heat test are determined, this multiple soldering shall
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be taken into consideration. The number of allowed reflow soldering steps shall be specified
in the detail specification.

6.3.2 Requirements for temperature sensitive devices

If specific sensitive components need special precautions when being assembled by soldering
processes, the component specification shall contain information on the nature and severity of
temperature sensitivity in order to enable the correct processing and failure-free use of the
components.

The component specifications shall contain information on:

e suitgbtesotderimgmethods amd Tecommended process CoOMaitions;
e methods for thermal profiling;
e spegific test conditions and severities, when deviating from those in IEC 60068-2-58;

e any pther process conditions, e.g. baking for drying the component or glectronic agsembly,
or cyring of protective coating, which can be critical for the reliable use-of compongnts.

To define the temperature sensitivity of a certain component family;‘-the ECA/IPC/JBDEC J-
STD-07p can be of help, but in general it is the compopent manufacturers' [duty to
communicate this information to the customers, so that the“proper processing| of the
components can be ensured.

6.3.3 Wettability

Acceptance criteria shall be in accordance with IEC60068-2-58.

The component specification shall specify the fellowing details from IEC 60068-2-58:

a) predonditioning (if needed);
b) the method used:

solder bath method or reflow(seldering on a substrate. In the case of the solder bath
method, the duration of immiersion, the temperature of the solder bath and the immersion
attittrde shall be specified. Guidance on the relation between the soldering procgss and
the Immersion conditions-can be derived from IEC 60068-2-58. In the case of the reflow
soldering on a substrate method, the solder reflow process, solder composition jand the
appljed flux shall beJspecified. Dimensional details of the substrate and thicknesp of the
solder depositionishall be given in the component specification. For the lead-freg reflow
method, the sbldering profile group shall be specified;

c) detajls of the flux removal procedure;
d) dewetting-test:
the testand conditions shattbe specified inm accordance with TEC 60068-2-58-

6.3.4 Resistance to dissolution of metallization

The component specification shall contain information if the resistance to dissolution of
metallization is relevant for the component. If relevant, the test method shall be as specified
in [EC 60068-2-58. Visual acceptance criteria shall be in accordance with IEC 60068-2-58,
unless otherwise specified in the component specification.

6.3.5 Resistance to soldering heat

The visual and electrical inspection method and acceptance criteria shall be specified in the
component specification.
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For plastic-encapsulated semiconductor SMDs, the component specification shall specify
details and requirements in accordance with the procedure given in Clause 5 of IEC 60749-

20:2008

, or in accordance with IEC 60068-2-58.

For other components the component specification shall specify the following details from

IEC 600

a) prec

68-2-58:

onditioning (if needed);

b) the method used:

solder bath method or reflow soldering on a substrate method. In the case of the solder
bath method the duration of immersion, the temperature of the solder bath and the

imm

orsion attitude shall be Qpp(“ifipd Guidance for the relation between the s

Idering

proci
the
and
com
reflo
subg
speq

c) detaijls of the flux removal procedure;

ess and the immersion conditions can be derived from IEC 60068-2-58. In the

the applied flux shall be specified. In addition to this the number of |cycle
bonent can withstand the reflow soldering process shall be specified. For the I
w method, the soldering profile group shall be specified. Dimensional detail
trate and thickness of the solder deposition shall be giveén“in the cor
ification;

case of

eflow soldering on a substrate method, the solder reflow process, solder~compposition

5 that a
bad-free
5 of the
nponent

nponent

ibed in

cation.

d) recojery period and conditions before final inspection.

6.3.6 Resistance to vacuum during soldering

If compjonents are not suitable for vacuum soldering. operations, the relevant corn
specification shall contain information on the component sensitivity.

NOTE Ekamples of sensitive components are components containing liquids or cavities.

6.3.7 Resistance to cleaning solvent

6.3.7.1 General

The component specification should contain information on Test XA as desci

IEC 60068-2-45:1980. The testlinstructions of 6.3.7.2 and 6.3.7.3 apply.

6.3.7.2 Component resistance to cleaning solvent

a) SolVent to be used: see |IEC 60068-2-45:1980, 3.1.2; isopropy! alcohol recomnjended.
b) Solvent tempefature: (23 1 5) °C, unless otherwise stated in the relevant specifi

c) Testlconditions: method 2 (without rubbing).

d) Recovery time: 48 h, unless otherwise stated in the detail specification.

6.3.7.3 — Marking resistance to cleaning soivent

a) Solvent to be used: see IEC 60068-2-45, 3.1.2; isopropyl alcohol recommended.

b) Solvent temperature: (23 £ 5) °C, unless otherwise stated in the relevant specification.
c) Test conditions: method 1 (with rubbing).

d) Rubbing material: cotton wool.

e) Recovery time: not applicable, unless otherwise stated in the detail specifi

cation.
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6.3.8 Warpage during reflow soldering

For area-array components of any size and other components intended for surface mounting
by reflow soldering for which one side length exceeds 15 mm, the components' warpage, in
addition to the room-temperature co-planarity, shall be given in the component specification at
least at the peak reflow temperature and any intermediate temperature between room
temperature and reflow temperature at which the greatest deviation from flatness (i.e.
greatest magnitude of warpage) occurs. Giving warpage data at additional temperatures, such
as the typical flux activation temperature and the solder liquidus temperature, for the intended
soldering process is recommended.

Warpage measurements should follow JESD22-B112 or IEC 60191-6-19. For components

other thapn—area SFFaY r\nmpr\nanl‘e the WaHrpage showld—be—measured—on—the—con ponent

age—shou MeastH
terminals.

Parts shall be measured in both an as-manufactured condition and with, afull moisture
exposune as per IPC/JEDEC J-STD-020. This requirement may be waived if previous
measur¢ment of similar components, manufactured with the same processand materjals, did
not shoy a significant impact of moisture on the component flatness.

Components shall be measured on the first reflow cycle. If/area-array compongnts are
expected to be subjected to multiple reflow cycles, the parts shall be measured dufing two
additionjal reflow cycles. Measurements should be reportedcfor each reflow cycle for area-
array cdmponents.

NOTE 1 |Repetitive measurements are required for area-array<somponents owing to the risk of ball bridging for
subsequept reflow cycles.

The walpage of area-array components should(meet the limits given in JEDEC SPP-(24A for
the temperature range between 150 °C and thepeak reflow temperature.

NOTE 2 |The temperature range is based on thé~assumption that all component terminations are near fthe board
paste stafting from flux activation (to be propetly cleaned) to solder liquidus (for joint formation). The temperature
of 150 °C|can be considered a typical temperature for flux activation in lead-free reflow processes.

7 Conductive glue bonding

7.1 Mounting

The following proecesses are typical for mounting by a conductive adhesive. First, the
adhesive is applied-to the substrate by screen printing, stencil printing or dispensing. Then,
the components.are placed in the wet adhesive. The adhesive is then cured in a batch oven
or in anlinlinerxoven. Typical curing conditions are up to 150 °C and up to 2 h holding time at
the curingdlemperature. Figure 12 shows a typical flowchart.
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SMDs and
substrates

Y

Application of adhesive
(screen printing, stencil printing
or dispensing)

Placing of
components

Curing of
adhesive

Y

Cleaning
(where applicable)

Y

Wire bonding
(where applicable)

Y

Testing

IEC

Figure 12 — Process steps for gluing

7.2 Blonding strength test for the component glue interface test

A test method for‘the mechanical strength of an adhesive connection (for example a shear-
st) and~acceptance criteria for this test shall be specified in the component
tion. )A shear test method that complies with IEC 60068-2-21 should be dsed. In
{o/the requirements of IEC 60068-2-21, the relevant specification shodld give
informa ; ; dhesive
(connecting area at the component and thickness after component attach), curing conditions
and the shear force.

There are two acceptance criteria important for a shear force test:

1) shear force criteria (force per connecting area at which the component breaks from the
substrate);

2) visual inspection criteria (amount of adhesive that is on the component after the shear
force test).
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equirements to components for conductive glue bonding

Components for conductive glue bonding

For components intended for mounting by gluing, information on the material content should
be provided. Details on composition, thickness and layer structure of the surfaces to be glued
should be given.

The ECA (electrically conductive adhesive) is used in hybrid production to bond components
to ceramic substrates. The conductive silver bonding agent performs the function of an
electrical and thermal conductive joint.

To ensr—gund—mneﬁhn—beﬁmn—ﬂw—&MB—mmpmvm-ﬂﬂe-Eeﬁvﬂm
intended for ECA applications shall fulfil the requirements regarding surface congditio

cleanlin

7.3.2

For con
surfaces
layer of
that the

of the surface has to be defined by analysis (for example by~.ESCA [electron scattgq

chemicd

7.3.3

Comporn
inspecti

a) all términal surfaces:

b) plated surfaces:

e (
U

bss, roughness and pin holes.

Cleanliness of the surface

nponents intended for mounting by gluing, information on jthe cleanliness
should be provided. The adhesion of an adhesive can be prevented by a thin
organic materials, for example by a thin layer of silicon oil.) Therefore, it is i
surface of the components/terminal is free of any residugs. Therefore, the cle

| analysis]) or by a gluing test.

Terminal surface defects

ents intended for mounting by gluing, should comply with the following
bn criteria (see 1ISO 8785 for definitions©f surface defects):

o scratches or marks which are.showing sub layers of top metallization;
ree of cracks (regardless of\eondition of top metallization);

how no visible contamination.

losed top layer_offering protection against corrosion effects, e.g. free of hole
nder 100x magnification;

Fee of discolorations (indicating, for example, variations in plating thickness).

Outgassing of halogenic substances

ponents
ns, e.g.

of the
surface
hportant
Anliness
ring for

visual

5 visible

e f
7.3.4
lonic co

ntamination poses a risk to the lifetime of an interconnection created by wire |

onding,

particularty imthecase of Au=fAl=imtercommections:

Table 3 lists examples of substances that are proposed to be included in a risk evaluation and
to be reported to the customer.
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Table 3 — Examples of substances proposed to be included
in risk evaluation and customer reporting

Anions Cations Weak Organic Acids
Bromide Ammonium Acetate
Chloride Calcium Adipate
Fluoride Lithium Formate
Nitrate Magnesium Glutamate
Nitrite Potassium Malarte
Phosphate Sodium Metane Sulfonate
Sulfate Succinate
Phihalate
The sugplier shall take care that the component does not contribute any halegehs exceeding
the limits required by the customer specification.
Information to customers about ionic contamination can either be provided by declanation or
sample measurement (see also 4.5.3).
7.3.5 Coplanarity
For components with 3 linearly orientated, or 4 and more~contact areas, the coplanarjity shall
be takep into account. Requirements to coplanarity depend upon the conductive adhesive
printing [thickness and shall be agreed between the supplier and the customer.
7.3.6 Stand-off
The component specification shall define-a* minimum stand-off to prevent short cirpuits by
squeeziphg of the ECA underneath the caofponent body (see Figure 13 for the definitign of the
stand-off).
\ |
/ o
2]
A
a
= J
Key
SO stand-off
Figure 13 — Stand-off definition
7.3.7 Terminal dimensions and tolerances
The component specification shall contain information about terminal dimensions and

tolerances, including minimum and maximum values.

7.3.8

Resistance to curing heat

The heat-resistance requirements are dependent on the process chain. Examples of typical

requirements are shown

popcorn

in Table 4. Plastic housings are particularly suscep
ing effects due to fast temperature ramp up.

tible to
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Table 4 — Examples of typical curing conditions

ECA curing Gold ball bonding
Max. ramp up <5KI/s <12 K/sec
Peak <175 °C, max 1 h <185 °C (up to 4 times)
Max. ramp down < 6 K/sec open

8 Sintering

is often used for direct-die attachment of bare dies. It combines the’ fpllowing
advantalges: thermal conductivity, electrical performance, reliability of the joint.itself. By using
for example silver powder to join the components, the connection is lead-free.” The gintering
temperdture is about 20 °C lower than the typical soldering temperature. dn.comparisgn to the

(compoment) will be applied. For this purpose, it is necessary o *have substrajes and
nts that resist such a high pressure. Typically, the components will be sinfered on

the bottpm side; in some applications, it is possible to sinter both/sides of the compongnt (see
Figure 14).
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. . Both side
One side sintering sintering
A Y
Applying Applying
sinter paste sinter paste
Y Y
Placing of Placing of
components components
A Y A
Sintering _Applying “Presintering”
sinter paste
A Y Y
) - Applying
Testing Sintering sinter paste
\ Y
Testing Sintering

Y

Testing

IEC

Figure 14 —Sinter process on one side, both sides,
and both sides including presintering

8.2 Tpypical process-conditions

Typical process parameters for temperature, proceesing time and pressure are given Qelow:

1) temperature: 200 °C to 350 °C;
2) prodessing Time: 60 s to 300 s;
3) pressure: 5 MPa to 40 Mpa.

The relevant component specification shall contain any restrictions on the process
temperature, time and pressure.

8.3 Requirements for components and component specifications
Component specifications shall contain information on:

1) distinction of one-sided or double-sided sintering;

2) suitability of the surface finish (type of metal [noble metal, etc.], composition of surface
finish and thickness);

3) planarity and roughness of surface;
4) cleanliness of surface: ionic and particle contamination, oxidation;
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hanical integrity of component and finish against pressure;

6) heat resistance of materials.

9 Solderless interconnection

9.1 General

A commonly used solderless mounting method for components to printed boards is the cold-
joining connection, commonly referred to as "press-fit technology". For further information on
this technology, see also IEC 60352-5 and IPC-9797. This mounting method is not part of the
surface-mounting process and the components do not undergo a soldering operation. This

clause

s included in this document for the sake of completeness bhecause the s

Iderless

mountin
Clauses

The pre
a plateg
press-in
former

commor
currentl
availabl

The pre
two me
conditio

NOTE 1

NOTE 2
9.2 T
The pre

1) the
tern
boa

2) the
the

In pract
the tips
correctl

g method commonly occurs after the mounting methods covered in this dacy
6 and 7.

55-in connection consists of a termination having a suitable pin, which®is inse
-through hole of a double-sided or multilayer printed board. There’ are two
pins: pins having a solid press-in zone and pins having an elastic press-in zg
s commonly referred to as "massive press-fit technology’;, whereas the
ly referred to as "compliant press-fit technology". Compliant press-fit techn
more widely used, but there are several different pin/,constructions comn

(1)

5S-in process results in an intimate metal-to-metal connection, i.e. a contact |
allic surfaces that maintains low electrical .|0§s even if exposed to enviro
hs that include corrosive gases.

An interdiffusion process is not a prerequisite foran intimate metal to metal contact.

Intimate metal-to-metal connection is also known as "gas tight".
ypical process conditions
5s-in process consists of the*following process steps:

component with press-in“terminations is placed on top of the printed board so
ination pins are flush against the board surface above the corresponding
d holes.

component is\pressed against the printed board so that each pin is pushed
corresponding printed board hole.

ce, in-each case, the pressing tool and the support below the printed board,
of the pins to reach out from the printed board, shall be carefully produ
used to prevent any damage either to the component or to the printed boarg

ment in

ted into
ypes of
ne. The
atter is
plogy is
nercially

between
nmental

that the
printed

through

hllowing
ted and
and its

hole pla

INgs or lands.

Recommendations for typical process conditions should be given in the relevant pin or

compon

ent specification:

3) tools to be used, both the pressing and supporting tools;

4) max

imum press-in force per termination pin;

5) speed of the press-in process.
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9.3 Requirements for components and component specifications
The relevant specification shall provide at least the following information:

1) the base material of the press-in termination;

2) the layer structure (if applicable), thickness(es) and composition(s) of the surface finish
layer(s);

3) definition of additional treatments which are necessary to obtain the desired property of
the surface (e.g. reflow, lubrication).

The relevant specification shall provide a detailed drawing of the press-in termination.

The spdcification shall also give any other relevant information to support the reliabl¢ use of
its presg-in components.
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Annex A
(informative)

Details on compliance information

Material declaration

Industrial users of electronic components typically require information on the materials
present in finished components for a variety of reasons, for example:

1)
2)
3)
4)

The content and format of material declaration depends on significant critéria, such as

5)

6)
7)

establishing compatibility with intended processing;

safeguarding operators' health and safety requirements;
verifying the compliance of manufactured equipment with regulatory requirements;
qualifying for specific disposal procedures.

reguired degree of decomposition of the supplied unit, possibly-down to what is defined as
a hgmogenous material;

threghold level for the reporting of substances;

reqyired completeness of information, e.g. on declarable substances, on material|groups,
or op individual materials.

Procesg chemicals and emissions during componeni*manufacturing and use are no{ part of

the

scope of material declarations.

IEC 62474 attempts to harmonize the requirements across the supply chain and to jmprove

the

ecohomic efficiency of the involved @ctions, and therefore provides relevant dgfinitions

and refgrences along with provisions onthe content and form of material declarationg for the
exchange of such information amongst the electrotechnical industry. IEC 62474 is

complemented with guidance for jtsimplementation, IEC TR 62474-1.

The IP(-175x family of standards establishes a standard reporting format for data exchange
between supply chain pafticipants. This series of standards is XML-schema based, which

allows fpr more efficient 'and effective communication of data.

Industry] groups may-be using their own established systems for the collection of material data
on the products/or components obtained from their upstream suppliers. Popular examples of

SucC

8)

h dedicated-systems include:

The(lnternational Material Data System (IMDS), established in 2000 by the Assoc|ation of
Automofive Manufaciurers and operated by an independent IMDS Steering Committee.
The original target was the gathering of information required under the European End-of-
Life Vehicle (ELV) Directive. The system has gradually adopted the information
requirements of other regulatory requirements. Meanwhile, the geographical scope has
extended beyond the borders of Europe, and also the user scope widens beyond the
range of the automotive industry and its suppliers. The writers of component specifications
are invited to take into account the common requirements for the declaration of materials
present in the finished components, and to adopt into their drafted specification an advice
to the component makers to hold respective material declarations ready in a suitable
format and to a suitable level of detail. It is, however, undue to prescribe any formal
requirements, as the issue of material declarations interfaces with a variety of individual
local legislative requirements.
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A.2 Environmental regulatory compliance

A steadily increasing variety of regulations on the use or presence of substances exists from

a virtual

ly unlimited number of globally spread origins.

Such material regulations are generally focused on:

1) identification of harmful substances, or substances of very high concern (SVHC);

2) proh

ibition of substances, or limitation of its use;

3) limitation of the use under specified conditions or in specified applications;

4) prov

isions for their disposal or recycling .

While tH
global ti
and har|

the sovegreignty of the individual legislators.

IEC ha
informat
charge

databasle identifies existing national laws or regulations if IEC member countries, w
to electrotechnical products, which prohibits or ‘restricts substances, of

relevant
requirern

Industry
present
gathere

5) the
Ame
decl
Dec

Local of
in supq
systems

6) The

"Candidate ListwQf Substances of Very High Concern for Authorisation” (SVHG

accq
and

The wr

e number of such regulations can still be clear within any given regionfor
ade and cooperation is impeded by the sum of all individual regulationsy*Coor
monization of these regulations is not a conceivable objective, as it would inf

5 established a process for IEC National Committees foro.submission of
ion on national substance regulations to an IEC 62474 Validation Team, wh
of providing and updating the |IEC 62474 database ond{déeclarable substanc

hents on labelling, communication, reporting or netification.

country,
dination
inge on

relevant
ch is in
ps. This
hich are
poses

groups can have established their own compilation of requirements for npaterials

in finished products, aiming to support their members with consistent infg
j from a multitude of sources. Popular examples of such dedicated systems ing

Global Automotive Stakeholder Group (GASG) has formed under the umbrell
rican Chemistry Council for the\purpose of combining a variety of inde

rmation
lude:

a of the
bendent

arable substances lists into a single, globally harmonized list, the Global Automotive

arable Substances List (GADSL).

regional authorities can have established their own information systems on
ort of respective |egislative requirements. Popular examples of such d
include:

European Chemicals Agency (ECHA), an agency of the European Union, mai

rdance with-the European REACH regulation (Registration, Evaluation, Authg
Restricfion of CHemicals) established by the European Regulatory 1907/2006/

tefs -0f component specifications are invited to take into account the

aterials
dicated

ntains a

list) in
risation
EC.

tommon

requiren

scheme

hents for compliance with environmental regulations. It is_ however umdue to
prescribe any formal requirements, as the issue of regulatory compliance is subject to specific
legislation in the region of the component manufacturer, the distributor, the equipment
manufacturer, or of the equipment's end user. It is also undue to propose any certification

for a requirement of regulatory compliance.

A.3 Considerations on the materials' supply chain

There is an increasing global societal concern about the use of materials that can have been
obtained in gross violation of ethical standards, for example:

1) mined and processed with violation of the worker’s human rights;

2) extracted in a conflict zone where it supports the perpetuation of the fighting.
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Initially, attention was paid to "conflict diamonds" and to other resources known to sustain
rebellions and hostilities. Now the four most commonly mined conflict minerals relevant for the

electron

ics industries are:

3) casserite, the chief ore needed to produce tin;

4) wolframite, an important source of tungsten;

5) coltan (columbite-tantalite), the ore from which tantalum is extracted; and

6) gold

, which often occurs in free elemental form;

which together are commonly addressed as "3TGs", from the initials of the obtained metals.

Consu
respons|
involved
impact
request

The Org
in a dud
recomm|

In somg
while in

exampleg:

7) US
the

8) aE
impq
affe

The wri

adopt into their drafted specification'advice for component makers regarding the appliq

due dil
informat
requiren
due dilig

ible supply chains, which includes the identification of the factual cireum
downstream from the extraction of the materials, and to assess the risks, ‘of
n order to prevent or mitigate those risks. Consumers of components-are

transparent disclosure of the supply chains from their suppliers.

anisation for Economic Co-operation and Development (OECD)‘addresses tk

endation?2.

countries, there is already legislation in force calling for application of due di
other countries such legislation is likely to be-installed within the near fuf

Becurities and Exchange Commission(SEC) ) Conflict Minerals Rule, Section
Dodd-Frank Wall Street reform and consumer act, 2012;

iropean Regulation3 laying down supply chain due diligence obligations fo
rters of tin, tantalum and tungstgn; their ores, and gold originating from
cted and high-risk areas.

ers of component specifications are invited to take into account the concern

gence in their materials" supply chain and for consideration of the re
ion requirements of their customers. It is, however, undue to prescribe any
nents, or to proposeiany particular certification scheme, as the issue of supp
ence is already,‘or is likely to become, subject to individual local legislations.

nce for
stances
adverse
ikely to

e issue

b diligence guidance for responsible supply chains® and published a widely accepted

ligence,
ure, for

1502 of

r Union
conflict-

5 and to
ation of
spective

formal
ly chain

1 Seeat http://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm

2 OECD (2016), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected
and High-Risk Areas: Third Edition, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264252479-en.

3 Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TECHNIQUE DU MONTAGE EN SURFACE -

Partie 1: Méthode normalisée pour la spécification
des composants montés en surface (CMS)
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La Norme internationale IEC 61760-1 a été établie par le comité d'études 91 de I'IEC:

Techniq

ues d'assemblage des composants électroniques.

Cette troisiéeme édition annule et remplace la deuxieme édition parue en 2006. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) ajout de méthodes de montage supplémentaires: liage par colle conductrice, frittage et
connexion sans soudure.
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Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
91/1648/FDIS 91/1653/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette Norme internationale.

La version frangaise de la norme n’a pas été soumise au vote.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une lisie de toutes les parties de la série IEC 61760, publiées sous le titre [général
Techniques d'assemblage des composants électroniques, peut étre consultée sur'le site web
de I'lEC

Le com|té a décidé que le contenu de ce document ne sera pas mgodifié avant la [date de
stabilité| indiquée sur le site web de I''EC sous "http://webstore.iécych" dans les données
relatives au document recherché. A cette date, le document sera
e reconduit,

e supprimée,

e remplacé par une édition révisée, ou

e amepdé.

IMPORTANT - Le logo "colour inside®™ qui se trouve sur la page de couverthre de
cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées gomme
utiles |a une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par
conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.



https://iecnorm.com/api/?name=86a190a9748a3e3369f6ed57ccc97b1c

IEC 61760-1:2020 © |IEC 2020 - 49 —

INTRODUCTION

Les spécifications relatives aux composants électroniques ont été formulées par le passé
pour chaque famille de composants. Les réglementations relatives aux essais
d’environnement ont été choisies a partir de I'lEC 60068 ainsi que d’autres publications IEC
et ISO. L'objet de cette procédure était que tous les composants, une fois installés dans un
équipement, étaient tenus de satisfaire a certains critéres.

L’introduction, ainsi que I'utilisation croissante de différents processus de montage sur un
seul ensemble rendent nécessaire aujourd’hui d’étendre les exigences existantes a celles qui
sont induites par le processus d’assemblage.

Cependpnt, aucune norme harmonisée prescrivant le contenu d’une spécificakion de
compospnt n’existait avant la publication de I'lEC 61760-1. Le but du présent document est de
fournir |es exigences générales relatives aux spécifications de composants |dérivées des
processus d’assemblage. L’objectif est atteint en trois étapes.

La premiére étape donne des exigences générales relatives aux spécifications de comjposants
et a la donception de composants, associées au traitement et au placement du compopant sur
le substrat (Article 4). La deuxiéme étape donne les exigences jrelatives aux prpcessus
d’assenjblage (Article 5). La troisieme étape fournit les exigenCe€s supplémentaires rgsultant
de ces méthodes de montage spécifiques (Articles 6 a 9).

Les carfes a technologie mixte, c’est-a-dire les circuits-imprimés comportant des comjposants
a conngxions traversantes et les CMS, exigent une atténtion particuliére afin de tenirjcompte
de ces [composants a connexions traversantes. Ces composants peuvent étre soumis aux
mémes |exigences que les CMS. Il convient que"les personnes chargées de rédjger les
spécifications relatives aux "composants non.montés en surface" désirant inclure un{énoncé
concernfant leur aptitude a supporter des_.gonditions de montage en surface utiligent les
classifidations et essais énoncés dans le ptésent document.
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TECHNIQUE DU MONTAGE EN SURFACE -

Partie 1: Méthode normalisée pour la spécification
des composants montés en surface (CMS)

1 Domaine d’application

La présente partie de I'lEC 61760 définit les exigences relatives aux spécifications de

compos
techniql
conditio
de I'élal

L'objet
soumise
exemple
définit |
CMS ¢
fabrica
montagsq

Certaings des exigences du présent document relatives aux spécifications de com
Llent également aux composants a fils destinés a étre montés sur une carte de circuit

s’appliq
imprimé|

2 Réflérences normatives

Les doc
de leur
I’édition
référend
IEC 600
IEC 600

IEC 600

ants applicables aux composants électroniques destinés a étre utilisés
e du montage en surface. Elle spécifie a cet effet un référentiel comq
hs de processus et des conditions d’essai associées, a prendre en considéra
oration des spécifications de composants.

du présent document est de garantir qu'une grande variété/de’ CMS puis
a un placement et un montage identiques, ainsi qu’a des processus ultérie
nettoyage, examen) identiques au cours de l'assemblage: Le présent dd
nérale, intermédiaire ou particuliere. En outre, il propose aux utilisateurs

b en surface.

. Une telle applicabilité est alors indiquéeddans les paragraphes correspondan

uments suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout g
contenu, des exigencessdu présent document. Pour les références datée
citée s’applique. Pour'les références non datées, la derniére édition du docu
e s’applique (y compris les éventuels amendements).

68 (toutes les parties), Essais d’environnement
68-2-2, EsSais d’environnement — Partie 2-2: Essais — Essai B: Chaleur séche

68-2-21, Essais d’environnement — Partie 2-21: Essais — Essai U: Robuste

dans la
osé de
ion lors

se étre
urs (par
cument

bs essais et les exigences devant faire partie de toutespécification de composant

et aux

ts un référentiel des conditions de processus typesoutilisées dans la technjique du

posants

S.

u partie
5, seule
ment de

sse des

sorties ¢

bides dispositifs de montage incorporés

IEC 60068-2-45:1980, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique -
Partie 2-45: Essais — Essai XA et guide: Immersion dans les solvants de nettoyage

IEC 600

68-2-45:1980/AMD1:1993

IEC 60068-2-58, Essais d’environnement — Partie 2-58: Essais — Essai Td: Méthodes d’essai
de la soudabilité, résistance de la métallisation a la dissolution et résistance a la chaleur de
brasage des composants pour montage en surface (CMS)

IEC 60191-6, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Partie 6: Regles
générales pour la préparation des dessins d’encombrement des boitiers pour dispositifs a
semiconducteurs pour montage en surface
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IEC 60194-2, Printed boards design, manufacture and assembly — Vocabulary — Part 2:
Common usage in electronic technologies as well as printed board and electronic assembly
technologies (disponible en anglais seulement)

IEC 60286-3, Emballage de composants pour opérations automatisées — Partie 3: Emballage
des composants pour montage en surface en bandes continues

IEC 60286-4, Emballage des composants pour opérations automatisées — Partie 4: Magasins
chargeurs pour composants électroniques encapsulés dans des boitiers de différentes formes

IEC 60286-5, Emballage de composants pour opérations automatisées — Partie 5: Supports
matriciels

IEC 60286-6, Emballage des composants pour opérations automatisées — Partie 6;\Emballage
en vrac |[des composants pour montage en surface

IEC 60749-20:2008, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’esSais mécaniques et
climatiques — Partie 20: Résistance des CMS a boitier plastiquepra. I'effet combiné de
I’humidifé et de la chaleur de brasage

IEC 611[88-6-4, Cartes imprimées et cartes imprimées équipées.~ Conception et utilisation —
Partie 614: Conception de la zone de report — ExigenceS)‘génériques pour les |dessins
dimensipnnels de composants montés en surface (CMS).du point de vue de la conception de
la zone [de report

IEC 61340-5-1, Electrostatique — Partie 5-1: Protection des dispositifs électroniques contre
les phénomeénes électrostatiques — Exigences générales

IEC 61340-5-3, Electrostatique — Partie 5-3* Protection des dispositifs électronique$ contre
les phépomeénes électrostatiques — Classification des propriétés et des exigences relgtives a
I'emballage destiné aux dispositifs senSibles aux décharges électrostatiques

IEC 617/60-2, Technique du mentage en surface — Partie 2: Conditions de transpoft et de
stockage des composants pour'montage en surface (CMS) — Guide d’application

IEC 617/60-4, Technique\du montage en surface (SMT) — Partie 4: Classification, empallage,
étiquetage et manipulation des dispositifs sensibles a I'’humidité

IEC 62090, Etiquettes d’emballage de produits pour composants électroniques, utillsant un
code a barres-etune symbologie bidimensionnelle

IPC/JEDEC/J-STD-020, Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Nonhermetic Solid State
Devices (disponible en anglais seulement)

IPC/JEDEC J-STD-033, Handling, Packaging, Shipping, and Use of Moisture/Reflow Sensitive
Surface Mount Devices (disponible en anglais seulement)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans I'lEC 60194-2
ainsi que les suivants s’appliquent.

L’'ISO et I'IEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

o |EC Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/;
e |SO Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp.


http://www.iec.ch/cgi-bin/procgi.pl/www/iecwww.p?wwwlang=E&wwwprog=pro-det.p&He=IEC&Pu=61340&Pa=5&Se=1&Am=&Fr=&TR=&Ed=2
http://www.iso.org/obp
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ce telle que colle ou ciment utilisée pour relier les objets les uns aux autres

‘article: Dans le domaine de la technologie de montage en surface, différents systémes de co

— adhésif non conducteur (uniquement pour la connexion mécanique),

— adhésif conducteur électrique (pour la connexion électrique et mécanique),

— adhésif conducteur thermique (pour la connexion thermique et mécanique),

- comb

inaison d’adhésif conducteur électrique et thermique.

llage sont

Les adhésifs les plus utilisés sont des systémes thermodurcissables, mais il existe également des systémes

durcissab

3.2

force de centrage

force eX
sur son

3.3

coplanarité

distance
son platf

3.4

démouillage

conditio

des mox}ticules de formes irréguliéres d’alliage qui sont séparés par des zones couve

un film

3.5

dissolu
process
introdui

Note 1 a |
dissolutio

3.6
attitude
position

3.7

€S Pdr Tdyonneimnent uttraviotet (UV).

igée par les outils de préhension pour centrer un dispositif pour montage en
propre emplacement sur un substrat

en hauteur entre le fil le plus bas et le fil le plus hautyforsque le composant
d’appui

h se produisant lorsque l'alliage fondu couwvre' une surface, puis se retire pou

ince d’alliage et dont la base en métal‘n’est pas exposée

tion de la métallisation

bant des produits chimiques

‘article: Pour les besoins ‘du présent document, la dissolution de la métallisation comprend éga
h par exposition a I'alliage*en fusion.

d’'immersion
hement d‘un-objet lorsqu’il est immergé dans un bain d’alliage en fusion

composant,sans plomb
composL-m—dvm—h—temm—en—pbmbﬁmrmm—mm i irféri S 3

surface

est sur

F laisser
rtes par

Us consistant a dissoudre |le métal ou un alliage de métaux plaqués, en gémnéral en

lement la

poids par matériau utilisé

3.8

protocole de Montréal
accord signé par des pays industrialisés, lors d’une réunion a Montréal, au Canada, pour

éliminer

3.9

les chlorofluorocarbures de tout processus en 1995

force de préhension
force dynamique exercée sur le corps d’'un composant — en général du dessus — et sur son
plan d’appui lorsqu’il est retiré de son support de conditionnement (tel que bande ou plateau)

Note 1 a |

‘article:  En général, la valeur maximale est prise en compte.

.1 % du
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3.10

force de placement

force dynamique exercée sur le corps du composant (en général du dessus) et sur son plan
d’appui

Note 1 a l'article: Celle-ci apparait dans la période entre le premier contact du composant avec le substrat (ou la
creme a braser, ou I'adhésif de brasage, etc.) et le moment ou le composant est au repos. En général, la valeur
maximale est prise en compte.

3.1

résistance a la chaleur de brasage

aptitude d’'un composant a résister aux effets de la chaleur produite par le procédé de
brasage

3.12
plan d’appui
surface [sur laquelle un composant est posé

3.13
brasabillité
aptitudg d’un métal a étre mouillé par un alliage en fusion

3.14
ménisque de brasure
contour|d’'une forme de brasure qui est le résultat des)forces de tension superfigielle se
produisant durant le mouillage

3.15
distance d’isolement
distance entre le plan d’appui du composantset le plan d’appui des terminaisons

3.16
substrat
matérial de base qui constitue la structure de support d’un circuit électronique

3.17
SMD
compogant pour montage en surface
compospnt électronigue” congu pour étre monté sur des bornes électriques ou deg pistes
conductrices a la surface d’'un substrat

Note 1 a |'article®=L’abréviation "SMD" est dérivée du terme anglais développé correspondant "surface|mounting
device".

3.18
mouillage

phénoméne physique au cours duquel la tension superficielle d’un liquide, en général en
contact avec des solides, est réduite de sorte que le liquide coule et établit un étroit contact
avec toute la surface du substrat par une couche mince

4 Exigences relatives a la conception des composants et aux spécifications de
composants

4.1 Exigence générale

Une spécification de composant pour les CMS doit, outre les exigences énoncées dans les
paragraphes 4.2 a 4.9, contenir des spécifications des essais et exigences concernés des
Articles 5 a 9.
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4.2 Marquage des composants
421 Marquage des composants multibroches

La broche 1 (voir Figure 1) doit étre clairement marquée sur un composant multibroche (par
exemple SO-IC, QFP).

4.2.2 Marquage des composants avec polarité

Pour les composants avec polarité, la polarité doit étre clairement marquée sur le composant
(par exemple pour les condensateurs électrolytiques).

4.2.3 DBurabilité-dumarquage-des—composants

Les spécifications doivent exiger que le marquage du composant spécifié doive~+rester lisible
apres llessai spécifié en 5.4. Cet essai doit étre effectué aprés réalisation' de I'gdssai de
résistanice a la chaleur de brasage ou de I'essai de brasabilité, selon ce qui'est indiqué dans
la spécification de composant.

Wm
O

O

%

1

Q-

00 0 [0

IEC

Légende
D sens de déroulage

T plateau

1 broché4—du-ecomposant

Figure 1 — Exemple de composant avec orientation spécifique marquée sur bande
(premiére sous-figure) et sur plateau (deuxiéme sous-figure)

4.3 Encombrement et conception des composants
4.3.1 Dessin et spécification

Des dessins comprenant une vue de dessous, une vue de dessus et une vue de c6té du
composant, présentant toutes les dimensions et tolérances de son corps et de ses bornes,
doivent faire partie de la spécification de composant. Ces dessins doivent inclure une
référence au positionnement du corps et des bornes du composant sur la zone de report de
montage. Si les surfaces conductrices ne sont pas planes, leur géométrie tridimensionnelle
doit étre clairement spécifiée avec les tolérances appropriées. Un exemple est la présence de
rainures sur la pate thermique, pour les boitiers plats quadrangulaires (QFP, Quad Flat
Package).
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Dans un quelconque dessin en 2D ou de quelconques données en 3D, les piéces et/ou
surfaces conductrices et les piéces/surfaces isolantes doivent étre clairement distinguées, au
moins sur le dessous et sur les cétés des composants, ainsi que pour les pieces mobiles.
Cette exigence s’applique a la fois a I’état désassemblé et a I'état assemblé, pour les piéces
exigeant une étape d’assemblage final aprés le montage sur un substrat (par exemple si un
connecteur contient des butées a ressort dont la position et/ou l'inclinaison varient lors de
I’accouplement). Les emplacements et dimensions des piéces/surfaces conductrices doivent
étre spécifiés, méme si elles ne sont pas destinées a établir un contact avec la surface de
montage, par exemple des surfaces poingonnées ou sciées composées d’'une grille de
connexion non revétue, résultant de la singulation des composants pour les boitiers moulés
pour dispositifs a semiconducteurs.

Les eXiE ences yc’llcnqucc pott tes—dessins—dimenstonnets—de uunlpuoalltc montés—enmsurface
(CMS) du point de vue de la conception de la zone de report, telles qu’elles sont'spgécifiées
dans I'lEC 61188-6-4, doivent étre appliquées aux dispositifs pour montage en surface.

Si nécessaire (par exemple dans le cas de grands composants présentant gne longuelr totale
supérielire a 25 mm), la spécification particuliere doit comprendre des dannées relatives a la
dilatatiop thermique, au moins le long des axes X et Y. Dans le cas de_la fixation mécanique
de gran@ls composants (par exemple par vissage), I'inadéquation desCoefficients de djlatation
thermiqie du composant et du substrat de montage peut entrainer le gauchissement du
composphnt et du substrat de montage.

Pour leg composants dont la singulation s’effectue par-poingonnement ou sciage, (et pour
lesquelg des parties des bornes peuvent ne pas étre mouillées lors d’'un procédé de hrasage,
en raisdn de I'absence d’un fini de surface assurantia“brasabilité sur la grille de cofpnexion,
de tellesg surfaces doivent étre indiquées sur le dessin.

Pour lgs composants équipés de sorties™sur le dessous (BTC, Bottom-Termination
Component), tels que les boitiers plats quadrangulaires sans connexion (QFN, QuadiFlat No
lead), les boitiers plats biangulaires sans”connexion (DFN, Dual-Flat No lead), etf., pour
lesquelg une modification de mouillage~des broches latérales a été appliquée afin d’agsurer la
formatign d’un raccord extérieur dans le brasage par refusion, la hauteur minimale de la
partie Igtérale revétue de la grille. de'connexion doit étre indiquée sur le dessin.

NOTE 1 [Pour les composants destinés a des applications supposant une fiabilité élevée, telles que les jndustries
automobiles et aérospatiales, la~hauteur de la portion mouillée est typiqguement inférieure a 100 pym afin de
permettrelun examen robuste let automatisé du joint de brasage.

NOTE 2 |La présence d’un raccord extérieur, comme le permet la modification de mouillage des broches|latérales,

augmentg généralementNa fiabilité des joints de brasage lorsqu’ils sont soumis a des charges d’envirpnnement
telles que| des cyclesthermiques.

4.3.2 Conception des sorties

La Spéc fication appropriee doit fournir des informations sur la conception des sorties {c’est-a-

dire le matériau de base de la sortie, la structure en couches et la finition).

4.3.3 Exigences relatives a la zone de préhension

La conception du composant doit tenir compte du fait qu’il doit étre possible de saisir le
composant par aspiration puis de le transporter vers sa position exacte sur le substrat. Il doit
étre possible de créer un vide suffisant pour fixer le composant dans sa position sous la
pipette. Tout au long du processus de transport, qui peut inclure un examen optique, le
composant doit rester exactement dans la méme position sous la pipette, et ce jusqu’au
placement du composant.

Il convient que le centre de la zone d’aspiration corresponde au centre de gravité et au centre
géométrique.
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L'ouverture de la pipette (Y), la dimension (L) du composant ou sa zone de préhension (X)
ainsi que les tolérances relatives a la position du composant a l'intérieur du compartiment
d’emballage avec la dimension de longueur (4;) et la dimension de largeur (By) doivent

correspondre de sorte que le vide nécessaire a la préhension puisse étre créé (voir la
Figure 2 pour une représentation des dimensions géométriques). Il doit étre possible
d’appliquer le vide indépendamment de la position du composant dans son compartiment.

Pour d’autres exigences relatives a la position du composant a l'intérieur de I’emballage, voir
I'IEC 60286-3 pour les bandes, I'lEC 60286-4 pour les magasins chargeurs et 'lEC 60286-5
pour les supports matriciels.

La dimension L peut désigner la longueur ou la largeur du composant, suivant le cas.

Exigence: X -Y>Z
Z=(Z1 F22)=(AO_L)

Z=(Z1 F22)=(B0_L)

<l
o N
Z 7/
C | P
| /
Z1= KL G :Zz
- L >
- AgorB, - e

IEC 464/06

Légende
compg@sant
compdrtiment du composant

pipette

dimenkion du/composant (longueur ou largeur)

dimengion’de la zone de préhension du composant

C
P
N
Y ouverfure de_lapipette
L
X
4, cote de longueur du compartiment du composant

B, cote de largeur du compartiment du composant
Z, vide entre le composant et I'emballage — c6té gauche

Z., vide entre le composant et I'emballage — c6té droit

2

Exemple d’un composant a surface plate.

Figure 2 — Pipette a vide, zone de préhension et compartiment du composant

S’il n'est pas possible de ménager une zone de préhension de taille suffisante pour permettre
la saisie du composant par aspiration, la conception du composant doit permettre la saisie du
composant par des mandrins ou des préhenseurs mécaniques. La spécification de composant
doit donner des recommandations sur les conceptions appropriées de mandrins ou de
préhenseurs.
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4.3.4 Exigences relatives a la surface de la base

Dans les cas ou la fixation du composant au substrat s’effectue a I'aide d’'un adhésif, sa
surface inférieure (a 'exception des bornes) doit étre capable de retenir I'adhésif appliqué.

La distance d’isolement entre la surface inférieure des composants fixés et le plan d’appui
doit étre spécifiée. La spécification particuliére doit indiquer la distance d’isolement maximale.
Pour les composants fixés par un adhésif de fixation supplémentaire ou en cas d’utilisation
d’un processus de nettoyage, il convient d’inclure la distance d’isolement minimale dans la
spécification de composant, car, en raison de ['utilisation de [I'adhésif de fixation
supplémentaire, toutes les broches sont tenues de se situer a l'intérieur du matériau utilisé
pour la liaison électrique (créme a braser ou adhésif conducteur).

4.3.5 Exigences relatives aux bornes
4.3.5.1 Coplanarité

Les spécifications particuliéeres des composants multibroches destinésbau brasage par
refusion ou au collage conducteur doivent indiquer la coplanarité des surfaces infériqures de
toutes Ies bornes, conformément a I'lEC 60191-6 (voir Figure 3). La ‘valeur de coplanarité
type nétessaire au brasage par refusion est comprise entre 0,1(mm et 0,15 mm, mais elle
dépend|de la taille du composant et de I'épaisseur de la brasurelimprimée. Dans tous|les cas,
la coplgnarité ne doit pas dépasser I'’épaisseur de pochoir frecommandée pour l'impression
par créme a braser, donnée dans la zone de report recommandée (voir 4.4.2). Les bornes des
compospnts doivent étre suffisamment coplanaires pourygarantir que le contact sojit établi
avec leg surfaces de la brasure aprés I'impression paf_brasure ou avec I'adhésif conglucteur.
Les spécifications particuliéres de composants a delx broches pour un montage a I'ajde d’un
adhésif [conducteur doivent préciser la coplanaritéides deux bornes par rapport a lafsurface

de la base du composant.
N
v l— ]

IEC

Figure 3 — Coplanarité des bornes
4.3.5.2 Disposition des bornes

Les borhes doivent étre disposées de maniére a garantir un positionnement stable [dans la
creme a braser oudans la colle et a éviter tout renversement (voir Figure 4, Figure 5 et
Figure Q).

N IEC

Légende

S dépdt de creme a braser

Figure 4 — Positionnement stable du composant
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»

IEC

Légende

S dépdt de creme a braser

Eigure-5—Positionnemeni-instable-ducomposant

Il convient que la zone de report du composant et de ses contacts soit apalysée par la
maching de placement. Il convient de disposer les bornes de maniére ,périphérjque ou
symétrique. Les dispositions asymeétriques des bornes peuvent engendrer des problemes, car
les algqrithmes d’identification ne sont pas toujours en mesure d’ideftifier les stfuctures
asymétriques. Pour des composants de petite taille, des bornes symétriques sont nécg¢ssaires
pour éviter un soudage en pont-levis.

IEC
Figure 6 — Bornes disposées de maniére périphérique en deux rangées

4.3.5.3 Reconnaissance optique

Le contraste optique entre la surface inférieure des bornes et la surface de la bhase du
compospnt doit étre suffisammenti élevé pour permettre la reconnaissance optique de la
position|des bornes, vues du dessous. Il convient de préférence que la surface inférigure des
bornes soit réfléchissante (voir. Figure 7).

IEC
Figure 7 — Bon contraste entre le corps du composant et la zone environnante

4.3.5.4 Forme des bornes
La forme du contact doit étre conforme a ce qui a été défini dans la spécification de

composant. Des fils aplatis dont il convient qu’ils soient de forme circulaire constituent un
exemple de non-conformité a la spécification.

4.3.5.5 Dureté des bornes

La borne doit présenter une dureté suffisante pour garantir que sa forme demeure inchangée
lors de I'exposition du corps a la force de placement, pendant le placement.
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4.3.5.6 Aptitude au brasage par refusion double face

Si cela est spécifié pour un brasage par refusion double face, les forces en surface de
I’alliage en fusion affectant la zone mouillée des bornes du composant doivent étre au moins
deux fois supérieures a la force gravitationnelle résultant du poids du composant. Cette
précaution permet de garantir que le composant reste fixé au substrat lors de la deuxieme
session de brasage par refusion.

4.3.5.7 Contenu en matériaux

La spécification doit contenir des informations sur le matériau de base, ainsi que sur la
structure en couches et I’épaisseur du fini de surface de la grille de connexion.

4.3.6 Hauteur des composants

La hautpur des composants est limitée par la longueur de la pipette et par I’espace fraversé
entre la| préhension et le placement. Une distance adaptée est exigée par lavlonguepr de la
pipette ¢t par la hauteur du composant pour la traversée entre la préhension)et le placement.

La hauteur du composant et son emballage doivent étre compatibles) afin de permeitre a la
pipette de saisir le composant en toute sécurité. Si un emballage)normalisé conforme a la
série d¢ normes IEC 60286 est utilisé, la hauteur du composant doit corresponflre aux
dimensipns de I'’emballage spécifiées.

4.3.7 Poids des composants

La forcqg nette (Fg), résultant du poids et des forces ‘d*accélération du composant, ne doit pas
étre supérieure a un tiers de la force de préhension (Fg) de la pipette (voir Figure 8).

F

S

Nv¢§

Légende

Fg force|nette

F, force[de préhension

Figure 8 — Force du poids du composant et force d’aspiration de la pipett¢

4.4 Exigences générales relatives a la technologie d’assemblage des composants
4.41 Robustesse des composants
4411 Généralités

Les composants sont tenus de supporter différentes contraintes mécaniques, thermiques et
chimiques pendant les processus d’assemblage et de post-assemblage, sans subir de
dommages ni de dégradations. Les exigences générales sont données dans les
paragraphes 4.4.1.2 a 4.4.1.4.

Les Articles 5 a9 donnent des informations et les exigences relatives aux technologies
d’assemblage, de brasage, de liage par colle conductrice, de frittage et de connexion sans
soudure.
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Si des composants présentent des sensibilités ou des limitations spécifiques, celles-ci doivent
étre décrites dans la spécification de composant sous la forme de précautions et de mises en
garde spéciales.

4.4.1.2 Contraintes mécaniques

Il est nécessaire que les composants supportent les contraintes induites par la machine de
placement et la flexion du substrat pendant les processus de placement, de montage et les
processus post-assemblage. Pour ce faire, les spécifications de composants doivent
respecter les méthodes d’essai et les exigences de I'lEC 60068-2-21. La spécification de
composant doit contenir des informations sur les méthodes d’essai et les exigences de
performance applicables.

4.41.3 Contraintes thermiques

Il est ndcessaire que les composants supportent les contraintes induites par,les/procgdés de
connexipn thermique, tels que le brasage (Article 6) ou le frittage (Article.8), et par d’autres
processus thermiques, tels que le séchage, le durcissement et des-processus post-
assemblage analogues (paragraphe 5.5 et Article 7).

Pour ce|faire, les spécifications de composants doivent respecterles méthodes d’esspi et les
exigencps suivantes:

e composants destinés au brasage: IEC 60068-2-58;
e autrg¢s procédés thermiques: IEC 60068-2-2 et IPC/JEBEC J-STD 020.
La spédification de composant doit contenir des informations sur les méthodes d’essai et les

exigences de performance applicables, afin de, garantir I'absence de dommageg sur le
compospnt résultant des contraintes thermiques.

4.41.4 Contraintes chimiques

Il est n¢cessaire que les composants-supportent les contraintes induites par les prpcessus
chimiques, tels que le nettoyage((voir 5.4). Outre la charge thermique et mécanique (par
exemple agitation par ultrasons), le corps du composant doit supporter les additifs| utilisés
dans les liquides de nettoyage, tels que l'eau, les alcools ou les éthers de gly¢ol. Les
méthodés d’essai applicables sont données dans I'lEC 60068-2-45.

La spédification de eomposant doit contenir des informations sur les méthodes d’egsai, les
supports$ et les exigences de performance applicables.

4.4.2 Recommandation pour la conception de la zone de report

La spécjfication de composant doit comprendre une recommandation de zone de repoft. Cette
recommandation doit spécifier les positions et dimensions des conducteurs, et préconiser
I’épaisseur de pochoir et les orifices de pochoir pour les pieces destinées au brasage. Il
convient que la recommandation de zone de report soit basée sur I'l[EC 61188-5-1.

4.5 Propreté des composants
4.51 Remarques générales
La propreté des composants couvre différents aspects:

— contamination aux particules — aspects généraux: des effets mécaniques tels que le
blocage de piéces mécaniques (par exemple des connecteurs), une friction accrue ou
réduite, des forces accrues ou réduites, des fuites émanant des boitiers, peuvent se
produire du fait de la présence de particules, et peuvent affecter défavorablement le
rendement et/ou la fiabilité de I'assemblage;
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— contamination aux particules — particules métalliques: outre les aspects généraux, les
particules métalliques, qu’elles soient fixes ou en mouvement, peuvent engendrer une
réduction des lignes de fuite et distances d’isolement;

— contamination ionique: les espéces ioniques présentes sur les surfaces des composants
peuvent affecter défavorablement les performances des assemblages en présence d’un
taux d’humidité élevé, du fait de défaillances associées aux phénoménes de migration
électrochimique;

— autre contamination de surface (non ionique): les contaminants de surface tels que I'huile,
la graisse, la transpiration, peuvent affecter défavorablement le rendement des
assemblages (en raison par exemple d’'une mouillabilité insuffisante des sorties) et/ou la
fiabilité des assemblages.

4.5.2 Contaminations aux particules

L'IEC TR 61191-7 réunit des informations sur I’'analyse quantitative de la contamination aux
particul¢s, et signale également les charges de particules types des différentes clagses de
compospnts et des différents assemblages. Des recommandations concerpant la limitation de
la contamination aux particules sont également formulées.

Il convignt que la spécification de composant concernée fournisse des informations| sur les
étapes fles processus de fabrication de composants susceptibles-de former des pafrticules,
telles quie I'affleurage et la conformation, la singulation, si augun& mesure visant a éliminer la
contamilt‘-ation aux particules n’est mise en ceuvre au cours de)la fabrication des composants.
Ces informations permettent a l'utilisateur des composants d’identifier les risques potentiels
associé$ a la présence de particules sur les composants tivrés.

4.5.3 Contamination ionique

La contpmination ionique sur des cartes de*circuit imprimé nues, des composanty et des
assemblages peut étre quantifiée en réalisant des essais de contamination ionique des
procédds (PICT, Process lonic Contamination Testing), qui sont décrits dans I'lECQ 61189-
5-504.

Il convignt que la spécification_de-composant concernée fournisse des informations| sur les
étapes @les processus concerngs)susceptibles d’engendrer des résidus ioniques, tellep que le
fluxage |et I'application de creme a braser, et sur les matériaux qui peuvent entraiper une
contamipation ionique au~cours de la fabrication de 'assemblage (par exemple pempdant le
brasagg par refusion) et en conditions d’exploitation. Ces informations permgttent a
I'utilisateur d’identifier [fes risques potentiels associés a la contamination ionique sur les
compospnts livrés:

La fiabilité-“des assemblages contre les défaillances découlant des migrations
électrochimigues ne peut étre évaluée qu’a I'échelle d’'un assemblage, en soumettant les
assemblag€es a des essais dans des conditions d’humidité, a la tension appliqguée et (en tant
que facteur d’accélération) a température élevée. L'utilisation de valeurs seuils fixes,
exprimées par exemple comme la résistivité de I'extrait de solvant en équivalent NaCl au

niveau des composants, des cartes nues et de I'assemblage, n’est pas opportune.

4.5.4 Autre contamination de surface

I n'existe aucune méthode d’essai normalisée pour l'analyse et la quantification des
contaminations de surface non ioniques.

Il convient que la spécification de composant concernée fournisse des informations sur les
étapes des processus de fabrication de composants susceptibles de former des résidus non
ioniques. Ces informations permettent a 'utilisateur d’identifier les risques potentiels associés
a la contamination non ionique sur les composants livrés.
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4.6 Rugosité de surface

Si cela est exigé, par exemple pour les composants destinés a un montage par colle
conductrice ou par frittage, la rugosité de surface est a soumettre a essai conformément a la
spécification de composant. L’équipement et les méthodes a utiliser doivent faire I'objet d’'un
accord entre le fournisseur et le client, par exemple conformément a I'lSO 25178. Le
Tableau 1 donne a titre informatif les exigences types relatives a la rugosité de surface.

Tableau 1 — Exigences types relatives a la rugosité

Type de sortie Rugosité de surface
Circuit imprimé R,<5,0um
Métal revétu R,>0,1pm
R,<5,0uym
Métal non revétu R,>0,1pm
R,<5,0um
NOTE R, deésigne la moyenne arithmétique de rugosité, et R, désigne la rugosité
moyenne sur une échelle de 5 points.

4.7 Exigences relatives a I’emballage et au transport

4.71 Emballage

Les informations relatives a la forme de I'emballage, notamment ses dimensiong et les
données relatives aux espacements de I’emballage doivent étre incluses dans la spégification
de composant.

Les sp4cifications de composants doivent exiger que I'emballage des CMS en bandges, sur
bobines|, en magasins chargeurs,  sur supports ou en vrac doive étre conforme a la
spécification correspondante de.la.série IEC 60286 (IEC 60286-3, IEC 60286-4, IEC §0286-5,
IEC 60286-6).

Les composants nécessitant d’'étre introduits dans un environnement de production [protégé
contre |les décharges gélectrostatiques (DES) doivent étre emballés en conséguence,
conformément a 'lEC.61340-5-1 et a I'l[EC 61340-5-3.

Les composanis’/ sensibles a I'humidité nécessitent un emballage spécial confprme a
I'EC 617604 ,'IEC 60749-20 ou le document IPC/JEDEC J-STD-033.

Les compousantsprésentantune orientatiomou—une potarité—specifiquedoivent—&tre placés
dans I’emballage selon une orientation fixe (voir par exemple la Figure 1).

4.7.2 Etiquetage de I’emballage des produits

L’étiquetage de I'emballage des produits doit étre conforme a I'lEC 62090.

Conformément a I'lEC 62090, I'emballage des produits doit comprendre les éléments suivants:

a) identification de l'article (par exemple, référence de piéce chez le client, référence de
piéce chez le fabricant, ou les deux);
b) identification de tragabilité (par exemple numéro de lot ou numéro de série);

c) quantité.
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Outre les exigences de I'IlEC 62090, I'emballage des composants sensibles a I'humidité doit
inclure les éléments suivants:

d) niveau de sensibilité a I'humidité (MSL, Moisture Sensitivity Level) conformément a
'lEC 61760-4, I'lEC 60749-20, au document IPC/JEDEC J-STD-020 ou au document
IPC/JEDEC J-STD-033.

Outre les exigences de I'l[EC 62090, il convient que I'emballage des produits inclue les
éléments suivants:

e) code de date (ISO 8601 et IEC 60062);
f) code d’identification du fabricant;

g) desdription de fa porarité du composant, i€ cas echéant.
4.7.3 Stockage et transport

Les spécifications de composants doivent faire référence a I'lEC 61760-2 “concermpant les
conditions de stockage et de transport.

La spégification de composant doit contenir des informations relatives a la pérlode de
stockage maximale. Durant cette période, le composant doit étre conforme a sa spécif|cation.

4.8 ssurance de fiabilité des composants

Les exigences et les méthodes d’essai associées définissant les performances a long terme
d’un composant doivent faire partie de la spécification‘de composant. Des méthodes| d’essai
utilisant| les composants montés sur un substrat.deivent étre appliquées. Elles doivent de
préférernce étre choisies dans la série IEC 60068,

En qualité de substrat pour les essais, il.convient d’utiliser des cartes de circuit jmprimé
double face en fibre de verre et résine époxy. En termes d’intercomparabilité des nésultats
d’essai,| il est généralement recommandé d’utiliser des cartes d’essai d’'une épaispeur de
1,6 mm] Pour les composants fortement miniaturisés, tels que les types de boitiefs 1005
(systéme métrique)/0402 (systéme;,impérial) et les composants a puces passives [de plus
petites dimensions, des cartes @’essai d’'une épaisseur de 0,8 mm sont recommandées.

La spégification de compaosant doit indiquer la plage de températures de fonctionnement. Un
déclassement peut sjappliquer. La plage de températures de fonctionnement dpit étre
adaptéd aux performances a long terme du composant.

L’assurance de(fiabilité de certains composants peut exiger des restrictions concefnant le
choix du procedé de brasage ainsi que ses parameétres. Il convient de noter fue les
compospnts'-peuvent en général subir jusqu’a trois procédés de brasage par refusion
consécuytifsy Si les modifications paramétriques et mécaniques autorisées lors de I'gssai de
résistance a la chaleur de brasage sont déterminées, ce brasage multiple doit étre pris en
considération. Le nombre d’étapes autorisées de brasage par refusion doit étre indiqué dans
la spécification particuliere.

4.9 Informations de conformité
4.9.1 Généralités

Les informations fournies dans le présent paragraphe constituent une compilation de I'état de
I’art des connaissances des auteurs concernés, et visent a définir une image probante des
informations et exigences les plus pertinentes en matiére de conformité. Cependant, la nature
des informations, provenant d’une multitude d’organisations, organismes et autorités, répartis
partout dans le monde et évoluant chacun indépendamment et rapidement, ne permet pas de
disposer d’informations exhaustives et actualisées a un quelconque instant.
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Il est donc conseillé aux rédacteurs des spécifications de composants et aux fabricants de
composants d’engager leur propre responsabilité pour apprécier les exigences de conformité
relatives aux composants et a leurs utilisateurs.

Des informations supplémentaires sont données a ’Annexe A.

4.9.2

Déclaration de matiéres

Pour plus de détails, voir A.1.

4.9.3

Pour plus de detalls, voir A.2.

4.9.4

Pour plus de détails, voir A.3.

5 Pracessus d’assemblage

5.1

En géngral, les composants sont déposés sur un substrat par placement ou i
(voir 5.2), connectés électriquement et fixés mécaniquement par des processus de 1
(voir 5.3), et sont tenus de supporter les processus. de nettoyage (voir 5.4), les pr
post-asgemblage (voir 5.5) et les processus de réparation (voir 5.6).

5.2

Désigng le placement des composants sur-un substrat ou I'insertion de composants
de fils dians une carte de circuit imprimé a trous traversants.

Cette opération est réalisée danslaplupart des cas:

a) autdmatiquement, par des machines de préhension et de placement;

b) manuellement.

5.3

Plusieuts méthgdes peuvent étre utilisées pour monter les composants sur le subs
liste deg méthedes énumérées ci-dessous n’est pas exhaustive:

1) Bragagé-(voir I’Article 6)

Conformité a la réglementation environnementale

Considérations relatives a la chaine d’approvisionnement en matériaux

Généralités

Placement ou insertion

Montage

nsertion
hontage
bcessus

equipés

trat. La

a) Brasage par refusion;

b) Brasage tendre a la vague;

c) Méthodes de brasage spéciales.

2) Collage conducteur (voir I'Article 7)
3) Frittage (voir I'Article 8)
4) Connexion sans soudure (voir I'Article 9)

5.4

5.4.1

Nettoyage (le cas échéant)

Méthodes de nettoyage

Les méthodes de nettoyage suivantes peuvent étre utilisées si les assemblages sont a
nettoyer aprés brasage/collage:
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— nettoyage liquide (liquide en ébullition ou avec oscillation ultrasonore);

— nettoyage liquide (en bain plus vapeur);

— nettoyage par pulvérisation;

— nettoyage par plasma.

L'usage de produits de nettoyage interdits par le protocole de Montréal doit étre évité.

Les résonances dues aux ondes ultrasonores peuvent exposer les composants a des niveaux
de contrainte trop élevés.

5.4.2

Conditions de nettoyage types des assemblages

a) Nettpyage liquide

Le substrat est plongé dans un liquide de nettoyage. Pour plus de deétails,

Tabl

leau 2.

b) Nettoyage par ultrasons

Le S

OSCi

llation ultrasonore. Pour plus de détails, voir le Tableau 2. Se réfé

spédifications particulieres applicables pour savoir si un ,composant est cap
résigter aux procédures de nettoyage par ultrasons.

voir le

ubstrat est plongé dans un liquide de nettoyage et est également soumis a une

er aux
hble de

c) Vapgur
De la vapeur de nettoyage se condense sur le substrat. Pour plus de détails| voir le
Tableau 2.
d) Pulyérisation
Un Jiquide de nettoyage est pulvérisé sur'de substrat. Pour plus de détails,| voir le
Tableau 2.
Tableau 2 — Processus de nettoyage de base
Processus Conditions types Produits de
nettoygge 2
Lavage Entre 40 °C et 80 °C pendant 4 min
Entre 25 °C et 40 °C pendant 2 min
Eau, alcool
Oscillation ultrasonore Entre 10 W/l et 30 W/I isopropyliqyie
Liquide (propan-2-dl), alcool
Entre 25 kHz et 40 kHz éthylique, terpénes,
Vapeur 80 °C pendant 30 s éthers de gfycol
Pulvérisation 45 °C a 16 bar
Entre 60 °C et 100 °C pendant 3 min
Plasma Oxygene
Entre 02 mbaret4mbar
a) Les produits de nettoyage interdits par le protocole de Montréal doivent é&tre évités.

e) Nettoyage par plasma

Le substrat ainsi que les composants montés sont nettoyés par plasma (par exemple
plasma oxygéne) dans une enceinte sous vide.

Les liquides de nettoyage peuvent contenir différents additifs. Lorsque cela est possible,
I'alcool isopropylique doit étre utilisé, conformément a I'lEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993.
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5.5 Processus post-assemblage

Apres les processus d’assemblage et les processus (facultatifs) de nettoyage, les
composants peuvent étre soumis a d’autres processus post-assemblage, qui les exposent a
des contraintes mécaniques, thermiques ou chimiques supplémentaires. Ces facteurs doivent
étre pris en compte dans la conception des composants et les spécifications de composants,
ainsi que dans les évaluations de la qualité et de la fiabilité.

La liste suivante, non exhaustive, contient les processus post-assemblage types:

a) processus thermiques, par exemple pour le durcissement des adhésifs, du sous-
remplissage ou des matériaux analogues;

c) processus d’encapsulation, par exemple empotage, moulage ou applicatign d’un
revétement conformé.

La liste] suivante, non exhaustive, contient les facteurs de risque typ€s’associés a ces
processyus:

i) confrainte physique due aux retassures;
i) intefactions chimiques;

iii) en(jpsulation de résidus (par exemple du flux) par le matériau d’encapsulation.

5.6 épose et/ou remplacement des CMS

5.6.1 Dépose et/ou remplacement des CMS brasés

Le présent paragraphe définit les procédures de dépose et de remplacement des CM§ brasés.

La séquence normale est la suivante:

a) enlévement du revétement conform@ (si nécessaire);
b) nettpyage (si nécessaire);

c) fluxgge (et éventuellement application de brasure);
d) écrantage des composahts‘voisins, si nécessaire;

e) préchauffage de l'intégralité de la carte, si nécessaire; chauffage des joints brasés au
moygn d’une thermode périphérique, d'un jet d’air chaud ou d’autres sources de|chaleur
adaptées;

f) dépgse du composant;

h) ajouf decréme a braser (si nécessaire);

g) nettIyage (si nécessaire);

i) placement du nouveau composant;
j) fluxage;

k) brasage;

[) nettoyage (si nécessaire).

Réduire le plus possible la force mécanique afin d’éviter d’endommager le substrat au cours
de la dépose des composants collés/brasés.

Il convient de ne pas réutiliser les composants déposés avant de s’étre assuré que le
processus de dépose n’a pas affecté défavorablement la fiabilité du substrat et du composant.


https://iecnorm.com/api/?name=86a190a9748a3e3369f6ed57ccc97b1c

IEC 617

5.6.2

60-1:2020 © IEC 2020 - 67 -

Dépose et/ou remplacement des CMS collés

Le présent paragraphe définit les procédures de dépose et de remplacement des CMS collés.

La séqu

ence normale est la suivante:

a) chauffage du substrat et/ou du composant jusqu’a une température supérieure a la
température de transition vitreuse de I’adhésif;

b) dépose du composant;

c) refroidissement du substrat;

d) nettoyage de la surface de montage sur le substrat;

e) diffu
f) plac
g) durc
h) nettq

Il convi
process

6 Bra

6.1 @
6.1.1

Les éta
Figure 9

sion de 'adhésif;

ement du nouveau composant;

ssement de I'adhésif;

yage (si nécessaire).

ent de ne pas réutiliser les composants déposés avant de“s’étre assuré

us de dépose n’a pas affecté défavorablement la fiabilité du- substrat et du con

sage
énéralités
Montage par brasage

pes d’un processus de production dépéendent de la méthode de montage util
représente un schéma de principe type.

que le
posant.

sée. La
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CMS et cartes
imprimées

Cartes imprimées avec dépdéts de
brasure solide (DBS) revétues avec
flux adhésif
Creme a braser Adhésif
Séchagg¢ entre deux Placement des Placement des Placement des
cycles fle brasage composants composants composfants
Préséchage de la Durcissenjent de
creme, si nécessaire I'adhésif
Brasage par refusion Brasage tendre a la
vagule

Processus post-brasage (tels
que nettoyage, revétement,
etc., le cas échéant)

Essais

Figure 9 — Etapes du procédé de brasage

6.1.2 “Fixation du composant sur le substrat avant brasage

Les composants peuvent étre fixés sur le substrat avant le brasage en utilisant soit un adhésif
soit la créme a braser appliquée.

Un traitement thermique est utilisé pour durcir 'adhésif, par exemple, 120 °C pendant 30 min
en processus discontinu, ou 150 °C pendant 120 s en processus continu.

6.1.3 Brasage par refusion
a) Brasage par convection d’air forcé

Il s’agit de la méthode de brasage par refusion la plus courante ou la plus grande partie
de I'énergie de chauffage de I'assemblage est puisée dans le gaz (air ou gaz inerte, ou
mélange des deux). Une faible partie de I'énergie peut étre tirée du rayonnement
infrarouge direct. Aucun contact avec les assemblages n’a lieu pendant le chauffage.
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Les parameétres suivants exercent une influence sur la température du composant,
générant ainsi des différences de température entre les différents composants sur un
substrat et entre les différentes parties des composants (par exemple entre la borne et la
surface supérieure du composant):

— durée et puissance thermique d’entrée;

— masse du composant;

-t
-t

aille du composant;
aille du substrat;

— densité du boftier et effet de masquage;

— spectre de longueur d’'onde de la source de rayonnement;

— doefficient d’absorption des surfaces;

— rppport de I'énergie de rayonnement sur I’énergie de convection.

Atte
plus
und

Un

ntion: les petits composants ont tendance a chauffer davantage que'’des com
grands dans les mémes conditions de processus, et ce phénomé&ne peut co
Epassement des conditions de résistance a la chaleur de brasage:

brofil générique de la température en fonction du temps, (couvrant I'intégr

processus, est représenté a la Figure 10. Le profil type représente la températu
borne d’'un composant de taille moyenne. La température la.plus basse de la born
subdtrat assemblé doit étre supérieure a la ligne limite inférieure du processus
garantir de bons joints de brasage. La température maximale, mesurée sur la
supérieure d’'un composant, ne doit pas dépasser la‘\limite maximale du proces

d’év

ter d’'endommager les composants en raison_dune chaleur supérieure a la ré

du gomposant par rapport a la spécification de laschaleur de brasage. Selon les
indiqués a l'alinéa ci-dessus, la température maximale mesurée a la surface supér
chaque composant est différente.

b) Refusion en phase vapeur

Cett

b méthode fait appel au brasage_en“vapeur saturée et est également appelée

en ghase vapeur. Ce processus peut étre utilisé comme systéme discontinu (sy
deux vapeurs) ou comme systéme“a vapeur continue simple. Les deux systémes

exig
ains
Les
aux
L'éq
type

br également un préchauffage des assemblages afin de prévenir les chocs the
que d’autres effets indésirables.

profils types température/temps couvrant l'intégralité du processus sont an
profils de température applicables au brasage par convection d’aif
uipement spécifique utilisé exerce une influence sur le profil obtenu, notam

vapegur est ougon utilisée.

c) Bragage pareonvection d’air forcé avec application sous vide

Vari
appl

hnte\.du brasage par convection d’air forcé conventionnel, dans lequel un
qué’a la température du liquidus.

posants
nduire a

alité du
re de la
B sur un
afin de
surface
sus afin
sistance
facteurs
eure de

brasage
5teéme a
peuvent
rmiques

alogues
forcé.
ment le

de préchauffage et le fait de savoir si une puissance calorifique contrélée de la

ide est

d) Brasage par refusion a la plaque chaude

Utilisé principalement pour les réparations.

e) Brasage au laser

Contenu en cours de développement.

f) Brasage a la barrette chauffée

Il s’agit d'une méthode de brasage utilisant des outils a régulation de température
(thermodes) pour effectuer des joints brasés.

6.1.4

Brasage tendre a la vague

Lors d’'un brasage tendre a la vague, le flux est en premier lieu appliqué puis séché. Les
cartes imprimées sont ensuite déplacées dans une direction sur les crétes des deux vagues
de brasure en fusion régénérées en continu. Cette méthode peut avoir lieu dans une
atmosphére inerte.
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La Figure 11 représente un profil générique température/temps couvrant l'intégralité du
processus.

6.1.5 Autres méthodes de brasage
a) Fer a souder.

Ce processus est difficile a contrbler. S’il est utilisé, il convient de s’assurer que la fiabilité
n'est pas affectée défavorablement.

b) Brasage robotisé.

Dans ce processus automatisé, la brasure est fournie aux joints de brasage en utilisant du
fil de brasage préfluxé.

Dang le brasage sélectif, la brasure est fournie aux composants 3§ cor]nexions
traversantes en utilisant des vagues de brasage ou bien des pots defbrasape. Les
températures de brasage types pour de tels procédés se situent entre 280-°C et|310 °C.
Les putres méthodes permettant de fournir la chaleur de brasage font appel a des [sources
de rayonnement laser ou au xénon.

c) Bralage Setectlf.

6.2 Conditions des processus
6.2.1 Généralités

Les docduments suivants contiennent des informations surdes essais, les sévérités d’¢ssai, la
classifigation et 'emballage des composants destinés a.dnymontage par brasage.

1) IEC|60068-2-58: essais de brasage: soudabilité;des sorties, résistance a la chaleur de
bragage et au démouillage, et résistance de la métallisation a la dissolution.

2) IEC|[61760-4: classification et emballage des composants sensibles a I'humidité.

3) IPC/JEDEC J-STD-020: classification de-la sensibilité a ’humidité.

4) J-STD-075: classification de la sensibilité a la température.

5) IPC{7530: lignes directrices pour Vétablissement de profils de température destinés aux
progédés de brasage simultané (brasage par refusion et brasage tendre a la vagug).

6.2.2 Brasage par refusion

Un proffl de température Yde refusion est caractérisé par les paramétres représen{és a la
Figure 10.
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T, température de préchauffage minimale

, température de préchauffage maximale

T, température du liquidus

tempéfrature de créte

4 durée|de préchauffage

durée|d’exposition a une température\supérieure a la température du liquidus
durée(d’exposition a une tempgrature supérieure a (7, — 5 °C)
durée(d’atteinte de la température 7,

a le graflient de température de la rampe croissante ne doit pas dépasser 3 KI/s.
b zone de préchauffage:

¢ le graflient de température de la rampe décroissante ne doit pas dépasser 6 K/s.

Figure 10 — Profil générique température de refusion/temps

La spécification de composant concernée doit indiquer au moins les exigences suivantes:

1) gradient de chauffage maximal entre la température du liquidus et la température de créte
(par exemple 3 K/s);

2) gradient de refroidissement absolu maximal (par exemple 6 K/s);
3) température de créte maximale, T, (par exemple 260 °C);

4) durée maximale d’atteinte de la température 7, (par exemple 8 min);

5) durée dans la zone de créte f5, c’est-a-dire durée d’exposition a une température
supérieure a la température de créte - 5 K (par exemple 30 s).

NOTE 1 L’unité Kelvin (K) est utilisée en cas d’intervalle ou de différence de températures.

NOTE 2 Les gradients peuvent étre déterminés sur différents intervalles de temps. Pour lisser l'effet de
dispersion des données mesurées, un intervalle type de 10 s est utilisé pour déterminer les gradients.
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